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PRINTED BOARDS –  

 
Part 20:  Printed  circu it boards  for h igh-brightness  LEDs 

 
FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E l ectrotechn ical  Commissi on  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ izati on  for s tandard i zati on  compri s i ng  
a l l  nati onal  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC  National  Commi ttees) .  The  ob ject  of I EC  i s  to  promote  
i n ternati onal  co-operati on  on  a l l  q uesti ons  concern ing  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic  fi e l ds .  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es ,  I EC  publ i shes  I n ternati onal  S tandards,  Techn ica l  Speci fi cati ons ,  
Techn ica l  Reports,  Publ i cl y Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu ides  (hereafter referred  to  as  “ I EC 
Pub l i cati on (s)” ) .  The i r preparati on  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC  Nati ona l  Commi ttee  i n terested  
i n  the  subject dea l t  wi th  may parti ci pate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternati onal ,  governmen tal  and  non -
governmen tal  organ izati ons  l i a i s i ng  wi th  the  I EC a l so  parti ci pate  i n  th i s  preparati on .  I EC  col l aborates  cl osel y 
wi th  the  I n ternati onal  Organ izati on  for Standard izati on  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i ti ons  determ ined  by 
ag reement  between  the  two  organ izati ons.  

2 )  The  formal  deci s ions  or ag reemen ts  of I EC  on  techn ical  matters  express,  as  nearl y as  poss ib l e,  an  i n ternati onal  
consensus  of op i n i on  on  the  re l evan t  subjects  s i nce  each  techn ical  commi ttee  has  represen tati on  from  a l l  
i n terested  I EC  Nati onal  Commi ttees.   

3 )  I EC  Publ i cati ons  have  the  form  of recommendati ons  for i n ternati ona l  u se  and  are  accepted  by I EC  Nati onal  
Commi ttees  i n  that  sense.  Wh i l e  a l l  reasonabl e  efforts  are  made  to  ensu re  that  the  techn ica l  con ten t  of I EC  
Publ i cati ons  i s  accu rate ,  I EC  cannot be  hel d  responsibl e  for the  way i n  wh i ch  they are  used  or for any 
m is i n terpretati on  by any end  u ser.  

4 )  I n  order to  promote  i n ternational  u n i form i ty,  I EC  Nati onal  Commi ttees  undertake  to  appl y I EC  Publ i cati ons  
transparen tl y to  the  maximum  exten t possib l e  i n  thei r nati onal  and  reg i onal  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC  Publ i cati on  and  the  correspond i ng  nati onal  or reg ional  publ i cati on  shal l  be  cl earl y i nd i cated  i n  
the  l a tter.  

5)  I EC  i tsel f does  not  provi de  any attestati on  of con form i ty.  I ndependen t  certi fi cati on  bod ies  provi de  conform i ty 
assessmen t  services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC  marks  of conform i ty.  I EC  i s  not  responsibl e  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependen t  certi fi cati on  bod i es .  

6)  Al l  u sers  shou l d  ensu re  that  they have  the  l a test ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  N o  l i abi l i ty shal l  a ttach  to  I EC  or i ts  d i rectors,  employees,  servan ts  or agen ts  i ncl ud i ng  i nd i vi dual  experts  and  
members  of i ts  techn i ca l  commi ttees  and  I EC  Nati onal  Commi ttees  for any personal  i n j u ry,  property d amage  or 
o ther damage  of any natu re  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cati on ,  use  of,  or re l i ance  upon ,  th i s  I EC  Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cati ons.   

8)  Atten ti on  i s  d rawn  to  the  Normative  references  ci ted  i n  th i s  publ i cati on .  U se  of the  referenced  publ i cati ons  i s  
i nd i spensabl e  for the  correct  app l i cati on  of th i s  pub l i cati on .  

9)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  poss ib i l i ty that  some  of the  e l emen ts  of th i s  I EC  Publ i cati on  may be  the  subj ect of 
paten t  ri gh ts .  I EC  shal l  not  be  he l d  responsibl e  for i d en ti fyi ng  any or a l l  such  paten t  ri gh ts .  

I n ternational  Standard  IEC  62326-20  has  been  prepared  by I EC techn ical  commi ttee  91 :  
E lectron ics  assembly technology.  

Th is  fi rst ed i tion  cancels  and  replaces  the  I EC/PAS 62326-20  publ i shed  i n  201 1 ,  and  
consti tu tes  a  techn ical  revision .  

Th is  ed i tion  i ncludes  the  fol lowing  s ign i fican t techn ical  changes  wi th  respect to  the  previous  
ed i tion :  

a)  th is  ed i tion  focuses  on  the  techn ical  con ten t of the  prin ted  ci rcu i t  board  for h i gh-brigh tness  
LEDs;  

b)  the  fi gures  re lated  to  the  prin ted  ci rcu i t  board  for h igh-brigh tness  LEDs  have  been  refined .  
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The  text of th is  standard  i s  based  on  the  fol l owing  documents:  

FDIS  Report  on  voti ng  

91 /1 31 1 /FDIS  91 /1 330/RVD  

 
Fu l l  i n formation  on  the  voting  for the  approval  of th is  standard  can  be  found  i n  the  report on  
voting  i nd icated  i n  the  above  table.  

A l i st  of a l l  parts  i n  the  I EC  62326  series,  publ ished  under the  general  ti tl e  Printed boards,  
can  be  found  on  the  IEC websi te.  

Th is  publ ication  has  been  drafted  i n  accordance  wi th  the  ISO/IEC  Di rectives,  Part 2 .  

The  commi ttee  has  decided  that the  conten ts  of th is  publ ication  wi l l  remain  unchanged  un ti l  
the  stabi l i ty date  ind icated  on  the  I EC  websi te  under "h ttp: //webstore. iec.ch"  i n  the  data  
related  to  the  speci fic publ ication .  At th is  date,  the  publ ication  wi l l  be   

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  replaced  by a  revised  ed i tion ,  or 

•  amended .  

 

IMPORTANT – The  'colour inside'  logo on  the  cover page of th is  publ ication  ind icates  
that  i t  contains  colours  which  are  considered  to  be  usefu l  for the  correct 
understanding  of i ts  contents.  Users  should  therefore  print th is  document using  a  
colour printer.  
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PRINTED BOARDS –  
 

Part 20:  Printed  circu it boards  for h igh-brightness  LEDs 
 
 
 

1  Scope 

Th is  part of I EC  62326  speci fies  the  properties  of the  prin ted  ci rcu i t board  (hereafter 
described  as  PCB)  for h igh-brigh tness  LEDs.  Many aspects  of the  PCB  for h igh-brigh tness  
LEDs  are  i den tical  wi th  those  of ord inary PCBs,  therefore,  some  aspects  of th is  standard  a lso  
describe  general  aspects.  

2  Normative references  

The  fol lowing  documents,  i n  whole  or i n  part,  are  normatively referenced  in  th is  document and  
are  ind ispensable  for i ts  appl ication .  For dated  references,  on ly the  ed i tion  ci ted  appl ies.  For 
undated  references,  the  l atest ed i tion  of the  referenced  document ( includ ing  any 
amendments)  appl ies.  

I EC  601 94,  Printed board design,  manufacture and assembly – Terms and definitions  

I EC  61 1 89-3: 2007,  Test methods for electrical materials,  printed boards and other 
interconnection structures and assemblies – Part 3:  Test methods for interconnection 
structures (printed boards)  

I EC  61 249-2-6,  Materials for printed boards and other interconnecting structures – Part 2-6: 
Reinforced base materials,  clad and unclad – Brominated epoxide non-woven/woven E-glass 
reinforced laminated sheets of defined flammability (vertical burning test) ,  copper-clad 

I EC  61 249-2-7,  Materials for printed boards and other interconnecting structures – Part 2-7: 
Reinforced base materials clad and unclad – Epoxide woven E-glass laminated sheet of 
defined flammability (vertical burning test) ,  copper-clad 

I EC  62878-1 -1 ,  Device embedded substrate – Part 1 -1 : Generic specification – Test 
methods  

3  Terms,  defin i tions  and  abbreviations  

3.1  Terms  and  defin i tions  

For the  purposes  of th is  document,  the  terms  and  defin i ti ons  g iven  i n  I EC  601 94  apply.  

3.2  Abbreviations  

AABUS As  Agreed  Between  User amd  Suppl ier 

BGA Bal l  Grid  Array 

CCL Copper Clad  Laminate  

COB Ch ip  On  Board  

CSP Ch ip  s ize  package  

H ID  H igh  I n tensi ty D ischarge  

LED  Ligh t Emi tti ng  D iode  

PCB Prin ted  Ci rcu i t  Board  
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PWB Prin ted  Wiring  Board  

4 Classi fication  and  class  of the  printed  ci rcu i t board  for h igh-brightness  
LEDs 

The  PCB  for h igh-brigh tness  LEDs  speci fied  in  th is  standard  shal l  satisfy the  speci fications  A 
to  C  in  Table  1  and  F igure  1  i n  the  fol lowing  way.  The  materia ls  used  in  the  materia ls  of PWB 
are  not speci fied ,  however,  they shal l  be  agreed  between  user and  suppl ier (hereafter 
referred  to  as  AABUS)  depend ing  on  the  appl ication  area  of the  boards  i n  question .  F igure  1  
g ives  an  example  of classi fication  and  thei r appl ication  by base  materials ,  for pri n ted  ci rcu i t 
boards  for h igh-brigh tness  LEDs  and  fi nal  products.  

Table  1  – Appl ication  and  classification  

Primary 
cl assi fi cation  

(thermal  
conducti vi ty)  

Defin i tion  

Secondary 
classi fication  
( i nsu lation  
property)  

Defin i tion  
Thermal  

conducti vi ty 
parameter 

Heat transfer 
parameter 

Thermal  
impedance  

    W/(mK)  W/(m 2K)  (Km 2 /W)  

A 
S tandard  
boards  

I  
N o  

speci fi cati on  

<1  <1 0  

Thermal  
impedance  can  
be  ca l cu l ated  

from  the  
measuremen t 
of thermal  
conducti vi ty 

and  the  i nverse  
heat  transfer 
parameter.  

I I  

E l ectri c  
s treng th  

<1  000  V 

I I I  

E l ectri c  
s treng th  

≥1  000  V 

B  
Thermal  

conducti ve  
boards  

I  
N o  

speci fi cati on  

≥1  <1 0  
I I  

E l ectri c  
s treng th  

<1 , 000  V 

I I I  

E l ectri c  
s treng th  

≥1  000  V 

C  
H i gh  thermal  
conductive  
boards  

I  
No  

speci fi cati on  

≥1  ≥1 0  
I I  

E l ectri c  
s treng th  

<1  000  V 

I I I  

E l ectri c  
s treng th  

≥1  000  V 
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Figure  1  – Example  of a  classification  and  i ts  appl ication  

5 Design  ru les  and  al lowance 

5.1  Panel  and  board  s izes  

5. 1 . 1  Board  s ize  

NOTE  I nd i cati ons  on  board  s i ze  are  added  for reference  on l y.  

The  s ize  of the  board  of the  product (a  ×  b)  i l l ustrated  in  F igure  2 .  

shou ld  be  selected  so  that the  boards  can  be  arranged  efficien tl y wi th in  a  panel  wi th  a  s ize  as  
speci fied  i n  Table  2 .  These  d imensions  are  g iven  for i n formation  on ly.  Or,  a  proper panel  wi th  
a  s ize  g iven  i n  Table  2  shal l  be  selected  so  as  to  satisfy the  requ i red  effi cien t arrangement of 
the  boards.  

IEC 

Conventional  substrate for d iscrete type electronic components mounted  boards 

Heat radiation  A B C 

Classification  by 
base materials 

Classification  by 
printed circuit boards 

Classification  by 
final  products 

Insulation  class 

Resin  type substrate 
IEC 60249-2-6 and   

IEC 60249-2-7 (CEM-3,  FR-4) 

Flexible type substrate 

Lamp for assistant l ighting  

II I III II I III II I III 

Resin  type substrate  
(with  thermal  via) 

High  thermal  conductive 
resin  substrate 

Substrate for semiconductor package 

Substrate for Chip on  Board  

Substitution for halogen lamp 

Substitution  for 
fluorescent lamp  

Substitution  for fi lament lamp 

Street lamp 

Substitution  for HID 

Metal  core substrate 

Metal  base substrate 

Ceramic type substrate 
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Key 

Board  s i ze  of the  product:  a  ×  b  

Space  between  board  and  panel  edges:  c1 ,  c2 ,  c3 ,  c  4  

Space  between  boards:  e1 ,  e2  

Figure  2  – Board  arrangement in  a  panel  

Table  2  – Panel  d imensions  

Size  of a  CCL  
 panel  

D ivi s ion  

4  6  8  9  

1  000  ×  1  000  500  ×  500  333  ×  500  250  ×  500  333  ×  333  

1  000  ×  1  200  500  ×  600  
333  ×  600  

400  ×  500  
300  ×  500  333  ×  400  

D imensions  are  i n  m i l l imetres.  

 

5.1 .2  Al lowance  of d imensions  

The  a l lowance  of d imensions  of a  board  or a  panel  i s  g i ven  i n  Table  3 .  

Table  3  – Al lowance  of d imensions  

Length  

mm  
Al lowance  

≤1 00  ±0 , 2  mm  

>1 00  Add  0 , 1  mm  for each  50  mm  exceed i ng  a  l eng th  of 1 00  mm.  

 

5.1 .3  Perforation  and  s l i t  

The  perforation  and  s l i ts  are  shown  i n  F igure  3 .  The  a l l owances  of the  d istances  from  the  
datum  poin t to  the  center of the  cu t of the  perforation  and  s l i t  i s  g i ven  i n  Table  4 .  

IEC  

Panel  Printed  board  

a
 

a
 

c 1
 

c 2
 

e 2
 

c4  b b c3  

e1  
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Figure  3  – Distances  from  the  datum  point to  perforation  and  s l i t  

Table  4  – Al lowance of the  d istances  from   
the  datum  point to  perforation  and  s l i t  

Distances  from  the  datum   
point  to  perforation  and  s l i t  

mm 
Al lowance  

≤1 00  ±0 , 2  mm  

>1 00  
Add  0 , 1  mm  for each  50  mm  
beyond  a  l eng th  of 1 00  mm.  

 

5.1 .4 V-cut 

The  V-cu t i s  shown  in  F igure  4  and  F igure  5.  The  a l lowance  of the  d istance  from  the  reference  
datum  to  the  cen ter of the  V-cu t (g1  to  g4)  i s  g i ven  i n  Table  5.  The  a l lowance  of the  deviation  
of the  posi tion  of the  V-cu t on  the  fron t and  back p lanes  i s  0 , 2  mm,  and  the  a l lowance  of the  
uncut th ickness  of the  board  i s  the  sum  of the  a l lowance  of the  board  th ickness  ±0, 1  mm.  

 

Figure  4  – Distance  from  the  datum  point to  the  V-cut 

IEC  

Datum point 
g4  

Outl ine of the 
printed  board  

V-cut 

g3  

g
1 

g
2 

IEC  

Datum point 
f1  

Outl ine of the 
printed  board  

Perforation  

Sl it 

f3  

f 1
 

f 2
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Figure  5  – Al lowance  of posi tion  off-set of V-cuts  on  front and  back surfaces  

Table  5  – Al lowance  of the  d istance  from  the  datum  point  to  the  center of the  V-cut 

Distance  from  the  datum  point   
to  the  center of the  V-cut 

mm  
Al lowance  

≤1 00  ±0, 2  mm  

>1 00  
Add  0 , 1  mm  for each  50  mm  exceed ing  a  
l eng th  over 1 00  mm  

 

5.2  Total  board  th ickness  

The  a l lowance  of the  tota l  board  th ickness  (t)  and  symbol  marks  as  shown  in  F igure  6  i s  g iven  
i n  Table  6 .  

 

Figure  6  – PWB board  with  symbol  mark,  solder resist,  copper foi l  and  plating  

IEC  

Solder resist 

t 

Legend  

Plating  

Copper foi l  

IEC  

Center of the V-cut  
(back surface) 

Base material  

i 

t 

Center of the V-cut  
(front surface) 
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Table  6  – Total  th ickness  and  i ts  al lowance 

Total  th ickness  
(center value  of the  fi nal  board)  

t  

Al lowance  

0, 3  ≤  t  <  0, 5  
+0, 1 0  

–0 , 05  

0 , 5  ≤  t  <  0, 8  ±0, 1 0  

0 , 8  ≤  t  <  1 , 1 0  ±0, 1 5  

1 , 1 0  ≤  t  <  1 , 40  ±0, 1 7  

1 , 40  ≤  t  <  2, 00  ±0, 1 9  

t ≥  2 , 00  ±1 0  %  

D imensions  are  i n  m i l l imetres.  

 

5.3  Holes  

5.3.1  Insertion  holes  and  vias  

The  fol lowing  appl ies  to  i nsertion  holes  and  vias  for components.  

a)  Al lowance  of component i nsertion  holes  

The  a l lowance  of component i nsertion  holes  i s  g i ven  in  Table  7 .  The  a l lowance  g iven  in  
th is  table  i s  not appl icable  to  vias  ( th rough-hole  vias,  buried  vias  and  b l ind  vias) .  The  
a l lowance  of th rough-holes  wi th  a  d iameter l ess  than  0 , 6  mm  for i nsertion  of a  component 
and  holes  for press-fi t  of a  component i s  to  be  AABUS.  

Table  7  – Al lowance  of holes  for component insertion  

I tem  Al lowance  

Plated  th rough -hol e  
0 , 6  ≤  t  <  2 , 0  ±0, 1 0  

t  ≥  2 , 0  ±0, 1 5  

Non -p l ated  th rough -hol e  ±0, 1 0  

D imensions  are  i n  m i l l imetres.  

 

b)  Posi tion  of a  hole  for component i nsertion  

The  cen ter of a  hole  for component i nsertion  shou ld  be  at  the  cross  poin t of the  g rid  for 
pattern  design  i nclud ing  the  complementary g rid  l i nes  used .  The  a l lowance  of a  

component i nsertion  hole  posi tion ,  (
j

→
) ,  the  deviation  from  the  designed  posi tion  wi th  

respect to  the  datum  poin t as  shown  i n  F igure  7 ,  i s  g i ven  i n  Table  8 .  
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Figure  7  – Posi tions  of component insertion  holes  

Table  8  – Position  al lowance  of component insertion  holes  

Longer d imension  of rectangu lar board  

mm  
Al lowance  

≤400  0 , 1 0  mm  

>400  
For a  board  exceed i ng  400  mm ,  add  0 , 05  mm  for each  
add i ti onal  1 00  mm .  

 

c)  D istance  from  the  board  edge  to  the  wal l  of a  hole  

The  d istance  from  the  board  edge  to  the  wal l  of a  hole  (d)  i s  shown  i n  F igure  8.  The  
d istance  (d)  between  the  wal ls  of a  through-hole  before  p lating  and  of a  hole  for 
component i nsertion  shal l  be  l arger than  1 , 0  mm.  The  d istance  for a  press-fi t  hole  shal l  be  
i n  accordance  wi th  Table  9 .  

 

Figure  8  – D istance between  the  wal l  of a  hole  and  the  board  edge 

IEC  

d 

d 

d 

d
 

t 

Hole 
Printed  board  

IEC  

Datum l ine 

→  

|   j   |  

Outl ine of the printed board  

Quasi  datum point Designed hole position  

(X,  Y) 

X 

Y
 

Datum point 

(0,0) 

Finished  hole 
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Table  9  – D istance between  the  wal l  of a  hole  and  board  edge 

I tem  Distance  (j)  between  a  component  hole  before  pl ati ng  and  the  via  wal l  (d)  

HDI  PWB  ≤1 , 0  mm  and  a l so  l onger than  the  board  th ickness  (t)  

S tandard  PWB  ≤1 , 5  mm  and  a l so  l onger than  the  board  th ickness  (t)  

 

d)  M in imum  clearance  between  the  wal l  of a  hole  and  the  inner conductor 

The  m in imum  clearance  between  the  wal l  of a  hole  and  the  i nner conductor (k)  as  
i l l ustrated  i n  F igure  9  shal l  be  0 , 325  mm  i n  accordance  wi th  Table  1 0.  I f the  d istance  
0 , 325  mm  is  guaran teed  in  the  design  of the  pattern ,  the  m in imum  separation  i s  
guaran teed .  

Table  1 0  – M in imum clearance  between  the  wal l  of a  hole   
and  the  inner layer conductor 

I tem  

M in imum  clearance  between  hole  wal l   
and  the  i nner l ayer conductor (k)  

mm  

S tandard  value  M in imum  value  

HDI  PWB  
Component  hole  0 , 5  

0 , 25  
Vi a  0 , 30  

S tandard  PWB  
Component  hole  0 , 5  

0 , 30  
Vi a  0 , 35  

 

 

Figure  9  – Wal l  of a  hole  and  the  min imum  designed   
spacing  to  the  inner conductor 

5.3.2  Datum  hole  

The  a l l owance  of a  datum  hole  shal l  be  ±0,05  mm,  or 
+0 , 1 0  
−0 , 00 mm.  A through  hole  wi thou t wal l  

p lating  shal l  be  used  as  a  datum  hole.  

5.3.3  Assembly hole  (a  through-hole  wi thout wal l  plating)  

The  fol lowing  requ i rements  apply.  

a)  Al lowance  of an  assembly hole  

The  a l lowance  of an  assembly hole  shal l  be  ±0, 1 0  mm.  

b)  Al l owance  of the  posi tion  of an  assembly hole  

The  al lowance  of the  posi tion  of an  assembly hole  shal l  be  i n  accordance  wi th  Table  8  of 
5 . 3 . 1  b) .  

IEC  

k 

Base material  

k 

Copper foi l  

Through hole plating  
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c)  D istance  between  an  assembly hole  and  the  board  edge  

The  d istance  between  an  assembly hole  and  the  board  edge  shal l  be  larger than  2 , 0  mm.  
I n  case  the  d istance  i s  l ess  than  2 , 0  mm,  the  d istance  shal l  be  agreed  between  user and  
suppl ier.  

d )  The  d istance  between  an  assembly hole  and  the  i nner conductor 

The  d istance  between  the  wal l  of an  assembly hole  and  the  i nner conductor shal l  be  l arger 
than  1 , 0  mm.  

5.4 Conductor 

5.4.1  Width  of conductor pattern  and  i ts  al lowance 

The  a l lowance  of the  formed  conductor wid th  (w) ,  as  i l l ustrated  in  F igure  1 0 ,  shal l  be  i n  
accordance  wi th  the  a l lowances  as  g iven  on  Table  1 1 .  The  a l lowance  of the  fi n ished  
conductor pattern  speci fi cal l y designed  for impedance  con trol  shal l  be  AABUS.  

Table  1 1  – Al lowance  of conductor width  

Conductor th ickness  (t)  Al lowance  
Conductor width  for 

reference  

50  ≤  t  <  75  ±25  1 5  to  20  

75  ≤  t  <  1 00  ±30  20  to  40  

1 00  ≤  t  <  300  ±50  30  to  50  

 t  ≥  300   ±1 00  40  to  70  

Th i ck copper foi l  ci rcu i ts  

±1 50  70  

±200  1 05  

±300  1 40  

The  conductor th i ckness  i s  the  copper foi l  th i ckness  p l us  the  th i ckness  of p l ated  
copper.  

D imensions  are  i n  m icrometres.  

 

 

Figure  1 0  – Width  of fin ished  conductor 

5.4.2  Distance  between  conductors  and  i ts  al lowance 

The  d istance  between  the  conductor and  board  edge  i s  i l l ustrated  in  F igure  1 1 .  The  a l l owance 
of the  d istance  between  conductors  (h)  shal l  be  i n  as  g i ven  in  Table  1 2 .  The  a l lowance  of the  
fi n ished  conductor pattern  speci fical ly designed  for impedance  control  shal l  be  AABUS.  

IEC  

Base material  

Conductor w w 
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Table  1 2  – Al lowance  of the  d istance  between  conductors  

Conductor th ickness  (h )  Al lowance  
Conductor width  for 

reference  

50  ≤  h  <  75  ±25  1 5  to  20  

75  ≤  h  <  1 00  ±30  20  to  40  

1 00  ≤  h  <  300  ±50  30  to  50  

h  ≥300  ±1 00  40  to  70  

The  conductor th i ckness  i s  the  copper foi l  th i ckness  p l us  the  th ickness  of p l a ted  
copper.  

D imensions  are  i n  m icrometres.  

 

 

Key 

m  i s  the  conductor spaci ng  

n  i s  the  conductor p i tch  

Figure  1 1  – Distance  between  conductor and  board  edge 

5.4.3  Th ickness  of the  insu lating  layer 

The  th ickness  of an  i nsu lating  l ayer (t)  i s  i l l ustrated  i n  F igure  1 2 .  

 

NOTE  I n  case  the  su rface  of copper foi l  i s  roughened ,  the  th i ckness  of the  base  materi a l  i s  the  m i n imum  d i stance  
appl i cable  to  the  substrate.  

Figure  1 2  – Th ickness  of the  insu lating  layer 

5.5  Printed  contact 

5.5.1  Al lowance  of the  d istance between  the  centers  of two adjacent printed  contacts  

The  a l lowance  of the  d istance  between  the  centers  of two  ad jacent prin ted  con tacts  (p ,  pn )  as  
i l l ustrated  i n  F igure  1 3  shal l  be  ±0, 1 0  mm.  Add  0 , 01  mm  for each  add i tional  20  mm  i n  case  
the  d istance  between  the  cen ters  of terminals  exceeds  1 00  mm.  

IEC  

Base material  

Conductor 

t t t 

IEC  

Base material  

Conductor m m 

n n 
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Figure  1 3  – Distance  between  centers  of terminals  of printed  contacts  

5.5.2  Al lowance  of the  terminal  width  of prin ted  contacts  

The  a l l owance  of the  terminal  wid th  of prin ted  contacts  (w)  as  i l l ustrated  i n  F igure  1 4  i s  
speci fied  i n  Table  1 3.  

 

Figure  1 4  – Terminal  width  of a  prin ted  contact 

Table  1 3  – Al lowance  of terminal  width  of a  printed  contact 

Terminal  wid th  
w  

Al lowance  

≤1 , 0  ±0 , 05  

>1 , 0  ±0 , 1 0  

D imensions  are  i n  m i l l imetres.  

 

5.5.3  Sh ift  of the  center of prin ted  contacts  on  front and  back sides  of a  board  

The  a l lowance  of the  sh i ft  of the  center of prin ted  con tacts  on  fron t and  back s i des  of a  board  
(q)  as  i l l ustrated  in  F igure  1 5  shal l  be  ±0,20  mm.  

IEC  

w 

Printed contact 

w 

IEC  

P 

Printed  board  

Centres of terminals 
of printed  contacts 

Pn  
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Figure  1 5  – Sh ift  of the  center of prin ted  contacts   
on  front and  back s ides  of a  board  

5.6  Land  pattern  

5.6. 1  Al lowance  of the  d istance  between  the  centers  of two lands  

The  a l l owance  of the  d istance  between  the  centers  of two  ad jacent l ands  (S1 )  and  of two  
ad jacent paral le l  l ands  (S)  as  i l l ustrated  i n  F igure  1 6  i s  speci fied  i n  Table  1 4 .  

 

Figure  1 6  – Land  pattern  

Table  1 4  – Al lowance  of terminal  width  of a  printed  contact 

Distance  between  
centers  

Al lowance  
mm 

S1  ±0, 03  

S ±0, 05  

 

5.6.2  Al lowance  of the  width  of a  land  

The  a l lowance  of the  wid th  of a  l and  of a  l and  pattern  (w)  as  i l l ustrated  i n  F igure  1 7  i s  
speci fied  i n  Table  1 5.  The  al lowance  for a  l and  narrower than  0 , 1 5  mm  shal l  be  AABUS.  

IEC  

S
1 

Center of land  

S
 

S 

S1  

IEC  

Printed  contact 
q 

Base material  
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Figure  1 7  – Land  width  of a  land  pattern  

Table  1 5  – Al lowance  of the  width  of a  land  of a  l and  pattern  

Land  wid th  
w  

Al l owance  

0, 1 5  <  w  ≤  0 , 35  ±0, 04  

w  >  0 , 35  ±0, 06  

D imensions  are  i n  m i l l imetres.  

 

5.6.3  Land  d iameter and  i ts  al lowance  for BGA/CSP 

The  a l lowance  of l and  d iameter for BGA/CSP i s  speci fied  i n  a)  and  b)  below.  

a)  The  pattern  i s  shown  i n  F igure  1 8.  The  a l lowance  of the  land  d iameter (d)  of BGA/CSP 
made  of conductor on ly i s  g iven  i n  Table  1 6.  

 

Figure  1 8  – Land  d iameter of BGA/CSP formed  of a  conductor on ly 

IEC  

Base material  

Land  

Conductor d d 

Land  

Conductor 

Base material  

IEC  

Center of land  

w 

w 

w 

w
 

Land  
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Table  1 6  – Land  d iameter and  i ts  al lowance  for BGA/CSP 

I tem  
Al lowance  of l and  d iameter 

mm  
Conductor th i cknessa  

µm  

HDI  PWB  +0 , 02  
–0 , 03  

20  to  30  

S tandard  PWB  +0 , 03  
–0 , 05  

30  to  50  

a  D imensions  are  g i ven  for reference.  

 

b)  The  pattern  i s  shown  i n  F igure  1 9.  The  a l l owance  of the  land  d iameter (d)  of BGA/CSP 
formed  at the  open ing  of solder resist i s  g i ven  in  Table  1 7.  

Table  1 7  – Al lowance  of the  land  d iameter (d)  of BGA/CSP 
formed  at  the  opening  of solder resist 

I tem  
Al lowance  

mm 

HDI  PWB  ±0, 03  

S tandard  PWB  ±0, 05  

 

 

Figure  1 9  – Land  d iameter (d)  of BGA/CSP  
formed  at  the  open ing  of solder resist 

5.7  Fiducial  mark and  mark for component posi tion ing  

5.7.1  Typical  form  and  s ize  of the  fiducial  mark 

The  mark for component posi tion ing  in  F igure  20  i s  speci fied  i n  Table  1 8.  

IEC  

Base material  

d 

Land  

Conductor 

Solder resist 

Solder resist 
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Figure  20  – Examples  of fiducial  mark and  component posi tion ing  mark 

Table  1 8  – Shapes  and  s izes  of typical  fiducial  marks   
and  component posi tion ing  marks  

I tem  Shape  
Diameter 

mm  

F i ducia l  and  componen t posi ti on i ng  marks  C i rcl e  1 , 0  

 

5.7.2  Dimensional  al lowance of fiducial  mark and  component posi tion ing  mark 

The  d imensional  a l l owance  of fi ducial  mark and  component posi tion ing  mark,  as  i l l ustrated  in  
F igure  20,  i s  ±0, 1  mm.  

5.7.3  Posi tion  al lowance  of the  component posi tion ing  mark 

The  farthest l and  pattern  from  the  mark (u1 ,  u2) ,  as  i l l ustrated  i n  F igure  20,  shal l  be  ±0,05  mm.  

5.8  In terlayer connection  – Copper plating  

The  m in imum  th ickness  of copper p lating  on  the  wal l  of via  and  component i nsertion  holes  i s  
g iven  i n  Table  1 9.  

Table  1 9  – M in imum  th ickness  of copper plating  

Board  th ickness,  or l ayer th i ckness  
mm  

M in imum  th ickness  of copper plating  
µm  

t >2, 4  Th i ckness  shal l  be  AABUS  

1 , 0  <  t  ≤  2 , 4  1 5  

0 , 5  <  t  ≤  1 , 0  1 2  

t  ≥  0 , 5  1 0  

The  measuremen t  sha l l  be  made  by opti ca l  observation  of a  m i crosecti oned  verti cal  cross-section .  Local  su rface  
devi ati on  i s  not taken  i n to  cons iderati on .  

 

IEC  

u2  
Land  

u
1 

Component positioning  mark 

Fiducial  mark 

Printed  board  
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6 Qual i ty 

6.1  Gap  between  conductor and  the  wal l  of a  component insertion  hole  or a  via  

The  gap  between  the  conductor and  the  wal l  of a  component i nsertion  hole  or via ,  or the  gap  
between  the  i nner conductor and  the  wal l  of a  hole  shal l  be  larger than  0 , 1 3  mm.  

6.2  Positional  deviation  between  conductor l ayers  of a  mu lti layer board  

The  deviation  of conductor layers  of a  mu l ti l ayer board  shal l  satisfy the  cond i tions  speci fied  i n  
5. 5. 3,  6 . 1 ,  and  6 . 3 .  

6.3  M in imum  land  width  

The  m in imum  l and  wid th  on  the  most ou ter l ayer (w1 )  caused  by the  sh i ft  of l and  and  the  hole,  
and  the  min imum  land  wid th  on  an  i nner l ayer (w2)  are  speci fied  i n  Table  20  (see  a lso  
F igure  21 ) .  

Table  20  – M in imum th ickness  of copper plating  

I tema  
M in imum  l and  

wid th  
mm  

M in imum  l and  wid th  on  ou ter l ayer w1  
b  

At  the  j o i n t  of l and  and  conductor  w1  ≥  0 , 03  

Other area  θ  ≤  90°  

Case  of non -conducti ve  componen t  i nserti on  hol e  w1  ≥  0 , 05  

M i n imum  l and  wi d th  on  i nner l ayer w2  
c  

At  the  j o i n t  of l and  and  conductor w2  ≥  0 , 03  

Others  (except l aser d ri l l ed  hole)  d  θ  ≤  90  

a   Regard less  of the  shape  of a  l and .  

b   I n cl udes  the  th i ckness  of th rough -hole  p l ati ng .  

c   Does  not  i ncl ude  the  th i ckness  of th rough -hole  p l ati ng .  

d   N o  break of i nner l and  i s  a l l owed  for a  l aser d ri l l ed  hol e .  

 

 

Figure  21  a  – M in imum  land  wid th  on  the  ou ter l ayer 

IEC  

w1  

Land  

w1  w1  

w
1
 

Through-hole 
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Figure  21  b  –  M in imum  land  width  on  the  inner l ayer wi th  a  p lated  through-hole  

 

Figure  21  c  –Al lowable  area  of l and  break 

Figure  21  – M in imum land  width  

6.4 Surface treatment 

6.4. 1  Gold  plating  for printed  contact 

The  gold  p lating  for prin ted  contact i s  general l y p lated  of hard  gold  on  the  n ickel  p lating .  

a)  N ickel  p lating  

The  th ickness  of n ickel  p lating  on  a  pri n ted  con tact shal l  be  more  than  2 , 0  µm.  

b)  Gold  p lating  

The  hard  gold  shal l  be  used  for p lating  on  a  prin ted  con tact wi th  a  p lati ng  th ickness  of 
more  than  0 , 1  µm.  

IEC  

Through-hole 

Land  

 θ
 

 θ
 

Conductor 

IEC  

w2  

Land  w2  w2  

w
2
 

Plated-through hole 
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6.4.2  Other surface  treatment 

The  detai l s  of other surface  treatments  i nclud ing  gold  fl ush  p lating  and  solder coating  depend  
on  the  methods  for i n terconnection  (such  as  soldering  or wi re  bond ing).  These  detai l s  shal l  be  
AABUS.  

6.5 Defects  of solder resist 

The  fol lowing  requ i rements  apply.  

a)  The  defects  i n  a  l and  for BGA/CSP shal l  be  i n  accordance  wi th  5 . 6 .3 .  

b)  Solder resist shal l  not have  scratch ,  peel i ng ,  p in -hole,  or foreign  materia l .  I t  shal l  not have  
any bubble  extend ing  to  two  conductors.  

c)  Exposure  of the  conductor after the  appl ication  of solder resist shal l  be  i n  conformance 
wi th  the  i l l ustrations  i n  F igure  22 .  

 

Figure  22  – Exposure  of conductor 

d)  The  m in imum  l and  wid th  caused  by the  sh i ft  of solder resist (w)  on  the  land  on  the  ou ter 
conductor layer of PWB used  for component i nsertion  as  i l l ustrated  in  F igure  23  shal l  be  i n  
accordance  wi th  the  speci fication  g iven  i n  Table  21 .  

IEC  

Conductor Conductor 

Solder resist Solder resist 

Base  
material  

(Acceptable)  (Non acceptable)  

Conductor Conductor 

Land  Land  
Solder resist Solder resist 

(Acceptable)  (Non acceptable)  

Conductor Conductor Solder resist Solder resist Land  pattern  Land  pattern  

(Acceptable)  (Non acceptable)  

Base  
material  

Base  
material  

Base  
material  

Base  
material  

Base  
material  
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Figure  23  – M in imum land  with  caused  by the  sh ift  of solder resist 

Table  21  – M in imum land  width  

I tem  M in imum  land  wid th  

Facing  the  componen t To  the  edge  of a  hol e  

Facing  the  sol der Shal l  be  l arger than  0 , 03  mm  

The  area  effecti ve  for sol deri ng  sha l l  be  l arger than  70  % .  

 

e)  The  overlap,  smear and  sh i ft  of solder resist  on  a  l and  (wid th  d i rection  (v)  and  l ength  
d i rection  (x))  on  the  ou ter conductor l ayer of PWB used  for component i nsertion  as  
i l l ustrated  i n  F igure  24  shal l  comply wi th  the  speci fication  g iven  in  Table  22.  The  
d isplacement i n  case  the  solder resist i s  designed  to  cover the  en ti re  l and  pattern ,  as  
i l l ustrated  i n  F igure  24  b ,  shal l  be  AABUS.  

 

 
 

Figure  24 a  – Sh i ft  of solder resist  F igure  24 b  – Overlap  and  smear of solder resist 

Figure  24 – Overlap,  smear and  sh i ft  of solder resist 

IEC  

Solder resist 

Land  
pattern  

IEC  

Solder resist 

Land  
pattern  

v 

x 

IEC  

Hole 

w 

Solder resist 

Land  on  the 
outer layer 

Land  width  on  
the outer layer 
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Table  22  – Overlap,  smear and  sh i ft  of solder resist  over a  fool  prin t 

I tem  
Overlap,  smear and  sh i ft  

mm 

Wid th  (v)  ≤0, 05  

Long i tud i nal  (x)  ≤0, 05  

 

f)  The  overlap,  smear and  sh i ft  of solder resist  on  a  bal l - l and  or a  l and  for wi re-bond ing  shal l  
not exist  un less  the  solder resist i s  designed  to  cover a  l and .  

6.6  Symbol  mark 

6.6.1  General  

The  fol lowing  are  the  focusing  poin ts  for symbol  marks  i n  general .  

a)  A prin ted  l egend  shal l  not have  smear or b lu r affecting  readabi l i ty of the  mark as  
i l l ustrated  i n  F igure  25.  

 

Figure  25  – Examples  of smear or blur 

b)  A l egend  shal l  be  prin ted  more  than  0 , 2  mm  away from  a  via  l and ,  a  through  hole  l and ,  or 
a  l and  pattern .  

c)  A l egend  wi th  a  heigh t (h)  of l ess  than  1 , 5  mm  may not be  l eg ib le  to  i denti fy the  mark as  a  
l etter or a  mark (except for Ch inese  characters) .  An  example  of the  heigh t of a  l egend  
mark i s  shown  below.  

Remark 1 :  The  l i ne  wid th  of th icker than  0 , 1 5  mm  for a  l egend  i s  recommended .  

Remark 2 :  A l egend  shou ld  be  appl ied  d i rectl y on  the  conductor pattern ,  or completely 
away from  the  conductor.  

 

6.6.2  Conductor surface 

There  shal l  be  no  swel l ,  wrinkle,  crack,  separation  of conductor from  the  substrate,  nor a  
metal  fracture  at an  edge  of a  conductor.  There  shal l  be  no  colour change  that may cause  a  
defect i n  assembly,  fou l ing  nor foreign  material  on  the  conductor surface.  The  exposure  of the  
bare  conductor,  treated  wi th  p lating ,  a  surface  treatment or that i s  coated ,  i s  not a l lowed .  

6.6.3  Between  conductors  

There  shal l  be  no  foreign  materia l  that bridges  two  conductors  and  may cause  an  i nsu lation  
problem.  

IEC  

h
 

IEC  
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6.6.4 Defects  wi th in  insu lating  layers  

Defects  wi th in  the  i nsu lati ng  layers  are  l i sted  below.  

a)  Measl ing  and  crazing  

There  shal l  be  no  measl i ng  nor crazing  that overlaps  conductors,  holes  for component 
i nsertion  or between  vias.  Examples  of measl i ng  and  crazing  are  i l l ustrated  i n  F igure  26  
and  F igure  27.  

 

Figure  26  – Example  of measl ing  

 

Figure  27  – Examples  of crazing  

b)  Delamination ,  swel l  and  void  

There  shal l  not be  delamination  nor swel l  and  stacked  voids  that may resu l t  i n  a  rel iabi l i ty 
problem  of a  product i n  a  mu l ti l ayer board .  

c)  I nclusion  of foreign  materia ls  

There  shal l  be  no  foreign  materia l  or no  imperfection  such  as  delamination  that may resu l t  
i n  a  problem  i n  the  assembly process.  

IEC  

Crazing  

IEC  

Measl ing  
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6.6.5  Routing  and  dri l l ing  

Cracks  caused  by press  mach in ing  of rou ting  and  hole  d ri l l i ng ,  and  haloing  shal l  be  AABUS.  

6.6.6  Conductor pattern  

Defects  on  the  conductor pattern  are  l i sted  below.  

a)  Conductor n ick 

The  wid th  of a  conductor n ick (w)  as  i l l ustrated  i n  F igure  28  shal l  be  l ess  than  30  %  of the  
fi nal  conductor wid th ,  and  the  length  (l)  l ess  than  the  wid th  of the  conductor pattern .  

 

Figure  28  – Conductor n icks  

b)  Residue  of conductor i n  conductor gaps  

The  wid th  (w)  of a  residue  of conductor between  conductors,  as  i l l ustrated  i n  F igure  29  
(protrusion  or residue  i n  etch ing ),  shal l  be  l ess  than  30  %  of the  fi nal  separation  of conductors,  
or,  l ess  than  0 , 30  mm.  The  l eng th  of a  residue  (l)  shal l  be  less  than  the  fi nal  separation  of the  
conductor.  

 

Figure  29  – Conductor residue 

6.7  Land  

The  a l lowance  of the  area,  remain ing  wid th  (w1 ,  w2) ,  and  protrusion  (y)  of a  defect caused  by a  
m issing  part of a  l and ,  as  i l l ustrated  i n  F igure  30,  shal l  comply wi th  the  speci fication  g iven  i n  
Table  23.  
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w
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Figure  30  a  – Width  of  
a  remain ing  l and  

F igure  30  b  – Widths  of a  remain ing  
l and  and  edge  to  the  conductor 

F igure  30  c  – Land  protrusion  

Figure  30  – Land  

Table  23  – Al lowance of the  area  of a  defect,   
remain ing  width  and  protrusion  of a  l and  

I tem  
Area  of a  defect,  remain ing  wid th  and   

l and  protrusion  

Rati o  of the  m iss i ng  area  to  the  area  of a  l and  ≤20  %  

Remain i ng  wi d th  resu l ti ng  from  a  defect  of a  l and  
w1  N o  defect  sha l l  reach  to  the  wa l l  of a  ho l e  

w2  More  than  70  %  of the  fi nal  conductor wi d th  

Protrus ion  y 
As  speci fi ed  i n  6 . 6 . 6  b)  –  Wid th  of res i due  i n  the  
conductor gap  w .  

 

6.8  Land  of a  land  pattern  

The  wid th  (w)  and  the  length  (l1 ,  l2)  of a  defect i n  a  l and ,  as  i l l ustrated  in  F igure  31 ,  shal l  
comply wi th  the  speci fication  g iven  i n  Table  24.  The  maximum  number of defects  i n  a  l and  
shal l  be  no  more  than  one.  

  

Figure  31  a  – N i ck and  protrusion  F igure  31  b  – P in -hole  

Figure  31  – Defects  in  a  land  of a  land  pattern  

IEC  

l 2
 

W 

Pinhole 

IEC  

w w 

W 

Conductor 

l 1
 

L
 

l 1
 

 N ick 

Protrusion  

IEC  

y 

Conductor  

IEC  

w2  

w1  

Land  Hole 

IEC  

w1  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 –  32  – I EC  62326-20:201 6  © I EC  201 6  

Table  24 – Defect of a  l and  of a  land  pattern  

I tem  

Width  of completed  l and  of a  l and  pattern  w  

mm 

<0, 8  ≥0, 8  

Crack and  protrusi on   
Wi d th  w  Less  than  20  %  of w  ≤0, 1 5  

Leng th  l1  Less  than  50  %  of L  

P i nho le  (  l onger d imension  l2 )  Less  than  20  %  of w  ≤0 , 1 5  

The  protrusi on  shal l  sati sfy the  m in imum  separati on  between  a  nei ghbouri ng  conductor speci fi ed  i n  5 . 4 . 2 .  

 

6.9  Defects  in  a  l and  for BGA/CSP mounting  

The  defects  i n  a  l and  for BGA/CSP mounting  as  i l l ustrated  in  F igure  32  shal l  comply wi th  what 
i s  g i ven  i n  Table  25,  and  shal l  not exceed  1  for one  l and .  

  

F i gure  32  a  – Ch ipping  and  protrus ion  F igure  32  b  – P in -hole  

Figure  32  – Defects  in  BGA/CSP mounting  lands  

Table  25  – Defects  in  BGA/CSP mounting  lands  

I tem  Defects  i n  BGA/CSP  mounting  l ands  

Ch ipping  and  protrusi on   E ffecti ve  l and  area  sha l l  be  over 80  %  of the  d esi gned  area.  

P i n  ho les  ( l ong  d i ameter l2 )  There  sha l l  be  no  p i n  hol e  showing  the  i nsu l ati on  l ayer.  

The  l eng th  of protrusi on  sha l l  sati sfy the  m in imum  separati on  between  conductors  (see  5 . 4 . 2 ) .  

 

6.1 0  Printed  contact 

The  a l lowance  of the  defects  i n  the  areas  ①  and  ②  of a  prin ted  con tact (see  F igure  34)  that i s  

to  be  e lectrical l y connected  as  i l l ustrated  in  F igure  33  shal l  comply wi th  the  speci fication  
g iven  Table  26.  

IEC  

d
 

l 2
 

Pinhole 

IEC  

w w 

l 1
 

d
 

l 2
 

 N ick 
Protrusion  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC  62326-20:201 6  © I EC  201 6  – 33  –  

 

Figure  33  – Areas  to  be  checked  for defects  of a  printed  contact 

  

F i gure  34 a  – Crack and  protrusion  F igure  34 b  – P in  hole  

Figure  34 – Defects  in  a  prin ted  contact 
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Table  26  – Defects  in  a  prin ted  contact 

I tem  
Area  

Area ①  Area ②  

Exposure  of 
u nderl yi ng  p l ati ng   
(N i ,  Co,  etc. )   No  defect  i s  a l l owed  that  may affect  the  re l i ab i l i ty of a  product 

Swel l  and  separati on  
of p l ated  fi lm  

H i t  trace  No  trace  l arger than  0 , 2  d i a .  i s  a l l owed  No  trace  l arger than  0 , 5  d i a .  i s  a l l owed  

Scratch  
No  scratch  l arger than  a  wi d th  of 0 , 1  i s  
a l l owed  

No  scratch  l arger than  a  wi d th  of 0 , 5  i s  
a l l owed  

Lump  protrus i on  No  protrusi on  l arger than  a  wid th  of 0 , 1  d i a .  i s  a l l owed  

Crack and  protrusi on  
i l l u strated  i n  
F i gu re  34 ,  l1 ,  w  

l1  ≤  0 , 1  L  w  ≤  0 , 1W 

l1  shal l  be  smal l er than  1 , 0 ,  and  w  shal l  be  
smal l er than  0 , 2  

l1  ≤  0 , 2L  w  ≤  0 , 2W 

l1  sha l l  be  smal l er than  2 , 0 ,  and  w  shal l  be  
smal l er than  0 , 3  

The  protrusi on  shal l  sati sfy the  m in imum  separati on  between  a  nei ghbouri ng  conductor 
speci fi ed  i n  5 . 4 . 2 .  

P i n  hol e  ( l onger 
d imension  l2 )  

i l l u strated  i n  F i gu re  34  

There  sha l l  be  no  p i n  ho le  

0,05 d i a .  ≤   l2  
≤  0, 1 0 d i a .  

One  defect  per 
term ina l  and  l ess  than  
1 0  %  of the  tota l  
term ina l  

0,1 0 d i a .  <   l2  
≤  0,20 d i a .  

One  defect  per 
term ina l  and  l ess  than  
2  %  of the  tota l  
term ina l  

l2  >  0 , 20  d i a .  N o  p i n  ho l e  a l l owed  

Col ou r change  No  colou r change  that  affect  the  performance  of a  product i s  a l l owed  

The  defects  for pri n ted  con tacts  not  e l ectri cal l y connected  are  consi dered  as  defects  i n  the  area  i n  F i gu re  33  for 
the  en ti re  con tacts .  The  speci fi cati on  g i ven  i n  Table  26  for such  an  area  i s  appl i cabl e  to  these  con tacts .  

D imensions  are  i n  m i l l imetres.  

 

7  Performance  and  test methods  

7.1  Resistance  of conductors  

Speci fication  and  test methods  of conductor resistance  are  g iven  i n  Table  27.  

The  relations  between  resistance  and  wid th ,  th ickness  and  temperature  of conductor are  
i l l ustrated  i n  F igure  35.  

Table  27  – Specification  and  test methods  of resistance  of conductors  

I tem  Speci fication  Test method  

Resi stance  of 
conductors  

Conductor Resi stance  val ue  i s  AABUS.  The  re l ati ons  
between  res i stance  and  wi d th ,  th i ckness  and  
temperatu re  of a  conductor are  shown  i n  
F i gu re  35  as  a  reference.  

As  per 1 0 . 1 2  of 
I EC  61 1 89-3 : 2007  

P l ated  th rough -ho le  As  per 1 0 . 1 3  of 
I EC  61 1 89-3 : 2007  
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NOTE  The  conductor wi d th  i s  kept constan t,  and  the  re l ati ve  res i sti vi ty of copper i s  ρ  =  1 , 8  ×  1 0–6  Ωcm  

Figure  35  – Relations  between  resistance  and  width ,   
th ickness  and  temperature  of a  conductor 

7 .2  Current proof of conductor and  plated  through  hole  

Speci fication  and  test methods  of resistance  of cu rren t proof are  g iven  i n  Table  28.  

The  re lationsh ip  between  curren t,  conductor wid th  and  th ickness  and  temperature  rise  are  
i l l ustrated  i n  F igure  36.  

Table  28  – Specification  and  test  methods  of current proof 

I tem  Speci fication  Test method   

Curren t  proof Conductor AABUS.  

The  re l ati ons  between  cu rren t  and  
wi d th ,  th ickness  and  temperatu re  of 
a  conductor are  shown  i n  F i gu re  36  
as  a  reference.  

I EC  62878-1 -1  

P l ated  th rough -
hol e  
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Figure  36  a  – Conductor th ickness  i s  1 8  μm Figure36  b  – Conductor th ickness  i s  35  μm 

  

Figure  36  c  – Conductor th ickness  i s  70  μm Figure  36  d  –  Conductor th ickness  i s  1 05  μm 

Figure  36  – Relationsh ip  between  current,   
conductor width  and  th ickness  and  temperature rise  

7 .3  Observation  of component mountings  and  vias  

7 .3.1  Observation  with  standard  conditions  

The  holes  and  vias  (d)  shal l  satisfy the  fol l owing  speci fications  when  observed  by a  naked  eye,  
us ing  a  magn i fying  g lass  or by means  of m icrosection ing .  

a)  The  holes  for component i nsertion  shal l  be  satisfactory for l ead  i nsertion  and  fol lowing  
soldering .  

The  s ize  of a  l ack of p lating  on  the  wal l  of a  hole  as  i l l ustrated  in  F igure  37  shal l  be  l ess  
than  25  %  of the  ci rcumference  of a  hole  (l1 )  and  l ess  than  25  %  of the  th ickness  d i rection  
of the  board  (l2) .  The  number of holes  wi th  defects  shal l  be  l ess  than  5  %  of the  total  
number of holes.  
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l1  ≦ 0,25 ×  π  ×  d 

l2  ≦ 0,25 ×  t 

Figure  37  – Defect on  a  plating  of a  component hole  

b)  Vias  for e lectrical  connection  between  conductor layers.  Vias  are  for e lectrical  
connections.  Nei ther defect i n  via  formation  nor defect i n  e lectric conduction  (plati ng  or 
fi l l i ng  of metal  paste)  shal l  be  a l lowed  and  shal l  comply wi th  the  speci fications  1 1  and  1 2  
i n  Table  29.  

c)  Resin  smear:  The  a l l owance  i n  the  vertical  m icrosection  of resin  smear as  i l l ustrated  in  
F igure  38  shal l  comply wi th  the  fol lowing  equation .  The  a l lowance  i n  the  horizon tal  
m icrosection  of a  smear shal l  be  as  speci fied  i n  Table  29.  

l1 ,  l2  >  1 /3  t,  and  l1  +  l2  >  t  

l1 ,  l2 :  Effective  th ickness  of an  i nner layer exclud ing  resin  smear (µm).  

t:  Th ickness  of the  i nner l ayer re levant to  resin  smear (µm).  

 

Figure  38  a  – Vertical  m icrosection  
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Figure  38  b  – Hori zontal  m icrosection  

Figure  38  – Resin  smear 

Table  29  – Al lowance  in  horizontal  section ing  

HDI  PWB  Less  than  1 0  %  of hol e  ci rcumference  

S tandard  PWB  Less  than  25  %  of hol e  ci rcumference  

 

7.3.2  Observation  after thermal  shock test 

The  specimens  for the  thermal  shock test described  in  Annex A shal l  be  observed  by 
m icrosection ing  as  speci fied  i n  1 2 . 9  of I EC  61 1 89-3: 2007  (M icrosection ing ),  and  shal l  comply 
wi th  the  fol lowing  speci fication .  

a)  Corner crack,  paral le l  crack and  foi l  crack 

The  a l lowance  i n  the  vertical  m icrosection  of resin  smear as  i l l ustrated  in  F igure  39,  
F igure  40  and  F igure  41  shal l  comply wi th  the  fol lowing  formu la.  

l1 ,  l2  >  1 /3 t,  and  l1  +  l2  >  t  

l1 ,  l2 :  Effective  th ickness  of copper foi l  for each  s ide  exclud ing  resin  smear (µm).  

t:  Total  th ickness  of copper foi l  when  there  i s  no  defect that can  be  considered  as  
such  (µm).  

 

Figure  39  – Corner crack 
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Figure  40  – Barrel  crack 

 

Figure  41  – Foi l  crack 

8  Marking,  packaging  and  storage 

8.1  Marking  on  a  product 

Marking  on  a  product shal l  be  AABUS.  The  marking  shou ld  i nclude  the  fol lowing  i tems.  

a)  Name  of the  product and /or l ot number 

b)  Producer or i ts  code  

c)  Date  of production  

8.2  Marking  on  the  package 

Marking  on  a  product shal l  be  AABUS.  The  marking  shou ld  i nclude  the  fol l owing  i tems.  

a)  Name  of the  product and/or l ot  number 

b)  Number of products  i n  a  package 

c)  Date  of production   

d )  Producer or i ts  code  
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8.3  Packaging  and  storage 

8.3.1  Packaging  

Packag ing  of a  product shou ld  protect product damages  such  as  scratches,  and  a lso  shou ld  
protect from  moisture.  

8.3.2  Storage 

Storage  of PWB shal l  be  stored  in  a  p lace  where  they can  be  protected  from  damage due  to  
moisture.  
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Annex A 
( informative)  

 
C lassification  and  class  of the PCB for h igh-brightness  LEDs  

The  study of thermal  conductive  parameters  and  heat transfer coefficien t parameters  ind icate  
that the  classi fication  of PCB for h i gh-brigh tness  LEDs  has  become possib le  using  these  
parameters.  

Using  thermal  conductive  parameter,  resin -based  PCB  for h igh-brigh tness  LEDs  can  be  
classi fied  i n to  two  categories  as  fol lows:  

a)  resin -based  PCB  for h igh -brigh tness  LEDs  having  the  thermal  conductive  parameter wi th  
more  than  1  W/mK;  

b)  resin -based  PCB  for h igh -brigh tness  LEDs  having  the  thermal  conductive  parameter wi th  
l ess  than  1  W/mK.  

I n  add i tion ,  us ing  the  heat transfer coefficien t parameter (W/m2K),  the  fu rther classi fications  
as  fol lows  have  become possible:  

c)  heat transfer coefficien t parameter of resin-based  PCB  for h i gh-brigh tness  LEDs,  l ess  
than  1 0  W/m2K;  

d )  heat transfer coefficien t parameter of metal  or ceramic-based  PCB  for h igh-brigh tness  
LEDs,  more  than  1 0  W/m2K.  

F igure  A. 1  and  Table  A. 1  i nd icate  the  detai led  i n formation  on  the  classi fication  and  class  of 
the  PCB  for h igh-brigh tness  LEDs  based  upon  the  thermal  conductive  parameter and  heat 
transfer coefficien t parameter.  
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Figure  A. 1  – Relation  between  thermal  conductive  parameter  
and  heat transfer coefficient parameter 

Table  A.1  – Relation  between  thermal  conductive  parameter and   
heat transfer coefficient parameter 

(Mapping  by zone)  

I tems  

Heat  transfer coefficien t parameter 

(W/(m2K))  

<1 0  1 0≤  

Thermal  conducti ve  parameter <1  A – 

(W/(mK))  1 ≤  B  C  

 

Table  A.2  l i sts  re lated  test method  standards.  
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W
/m

k)
 

Aluminium (1 ,0 mm) 

Ceramic (0,65 mm) 

FPC (0,08 mm) 

IEC 61 249-2-7 and IEC 61 249-2-8 
FR-4 without via (1 ,0 mm) 

FR-4 without via (1 ,6 mm) 

IEC 61 249-2-6 
CEM-3 without  
via (1 ,6 mm) 

IEC 61 249-2-6 
CEM-3 with   
via (1 ,6 mm) 

IEC 61 249-2-6  
CEM-3 with  via (1 ,0 mm) 

IEC 61 249-2-7  
and IEC 61 249-2-8 
FR-4 with   
via (1 ,0 mm) 

IEC 61 249-2-7 
and  IEC 61 249-2-8 
FR-4 with  via (1 ,6 mm) 

IEC 61 249-2-6 
CEM-3 without via (1 ,0 mm) 
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Table  A.2  – Related  test methods  

Test  Name  of test  and  equ ipment IEC  ISO  

 Test  methods  for e l ectri cal  materi a l s ,  
i n terconnection  structu res  and  
assembl i es  – Part  2 :  Test  methods  for 
materi a l s  for i n terconnection  
structu res   

I EC  61 1 89-2   

Test  methods  for e l ectri cal  materi a l s ,  
pri n ted  boards  and  other 
i n terconnection  s trucu res  and  
assembl i es  – Part  3 : Test methods  for 
i n terconnection  s tructu res  (prin ted  
boards)  

I EC  61 1 89-3  

Envi ronmental  tests  Envi ronmen tal  testi ng  – Part  1 :  
Genera l  and  gu i dance  

I EC  60068-1   

Test  methods  for e l ectri cal  materi a l s ,  
pri n ted  boards  and  other 
i n terconnection  s tructu res  and  
assembl i es  – Part  1 :  Genera l  test  
methods  and  methodol ogy 

I EC  61 1 89-1  

Testi ng  cond i ti on  and  envi ronmen t for 
p l asti cs  

 I SO  291  

Vi sual  test  and  m icro-
secti on i ng  

I EC  61 1 98-3    

D imensions  I EC  61 1 89-3    

Ven i re  gauge   I SO  6906  

I SO  3599  

M icrometer  I SO  361 1  

Hei gh t  gauge  ―  ―  

Preci s i on  p l ate   I SO  851 2-1  

I SO  851 2-2  

Gap  gauge  ―  ―  

E l ectri ca l  tests  I EC  61 1 89-3  

Conductor res istance  I EC  61 1 89-3  3E1 2   

Wi thstand  cu rren t I EC  61 1 89-3  3E1 5   

Wi thstand  vol tage  

AC  vol tage  

DC  vol tage  

I EC  61 1 89-3  3E09,  3E1 0   

I EC  61 1 89-3  3E09,  3E1 0   

I EC  61 1 89-3  3E09,  3E1 0   

I n su l ati on  res i stance  I EC  61 1 89-3  3E03,  su rface  l ayer 

3E05,  between  l ayers  

 

C i rcu i t  i so l ati on  and  
conducti vi ty 

I EC  61 1 89-3  3E01 ,  i sol ati on  

3E02 ,  con ti nu i ty  

 

Mechan ical  tests  I EC  61 1 89-3  

Pee l  s trength  I EC  61 1 89-3  3M01 ,  s tandard  
atmosphere  

 

Pee l i ng  s trength  of l and  
wi thou t  p l ated  l and  hol e  

I EC  61 1 89-3  3M07   

Pu l l i ng  s treng th  of p l ated -
th rough  hol e  for componen t  
moun ti ng  

I EC  61 1 89-3  3M03   

Pu l l i ng  s treng th  of l and  
pattern  l and  

I EC  61 1 89-3  3M07   

Adhes ivi ty of p l ati ng  I EC  61 1 89-3  3M01   
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Test  Name  of test  and  equ ipment IEC  ISO  

Pressure  sensi ti ve  tape  

Adhes ive  tape  and  sheet  

 3M01  

―  

―  

I SO  29862  

I SO  29863  

I SO  29864  

Adhes ivi ty of so l der res i st  
and  l egend  

Cross  cu t  test 

Pressu re  sensi ti ve  tape  

Adhes ive  tape  and  sheet  

I EC  61 1 89-3  3M01   

I EC  61 1 89-3  I EC  61 1 89-3  I SO  2409  

 I EC  61 1 89-3  

―  

―  

I SO  29862  

I SO  29863  

I SO  29864  

Carbon  steel  cu tter kn i fe    I SO  4957  

Coated  fi lm  hardness  
(sol der res i st  and  l egend )  

I EC  61 1 89-3  3M01   

Pa i n t  test,  g enera l  (scratch  hardness)    I SO  1 51 84  

Penci l ,  col ou r penci l  and  l ead  u sed    I SO  91 80  

Pol i sh i ng  paper  I SO  3366  

I SO  21 948  

Envi ronmen tal  tests  I EC  61 1 89-3  

H i gh  temperature  Envi ronmen tal  testi ng  –  

I EC  60068-2-2 :  Test  B :  Dry heat  

I EC  60068-2-2   

Low temperatu re  I EC  60068-2-1 :  Test  A:  Col d  I EC  60068-2-1   

Thermal  shock (h i gh  and  
l ow temperatu res)  

I EC  61 1 89-3  3N01  to  3N05   

I EC  60068-2-1 4 :  Test  N :  Change  of 
temperatu re  

I EC  60068-2-1 4   

I EC  60068-2-30:  Test  Db:  Damp  heat,  
cycl i c  (1 2  h  +  1 2  h  cycle)  

I EC  60068-2-30   

I EC  60068-2-38:  Test  Z/AD:  
Composi te  temperatu re/ hum id i ty 
cycl i c  test 

I EC  60068-2-38   

Resi stance  to  hum id i ty I EC  61 1 89-3  3N06   

I EC  60068-2-78:  Test  Cab:  Damp  
heat,  s teady s tate  

I EC  60068-2-78   

M ig rati on  I EC/TR 62866  Ed . 1  3E20  ―  

I EC  60068-2-66:  Test  Cx:  Damp  heat,  
s teady s tate  (unsatu rated  pressu ri zed  
vapou r)  

I EC  60068-2-66   

F l u x for sol deri ng   I SO  9455  

Vi brati on  I EC  60068-2-53:  Tests  and  gu i dance  – 
Combined  cl imati c  
( temperatu re/hum id i ty)  and  dynam ic  
(vi brati on /shock)  tests  

I EC  60068-2-53   

I EC  60068-2-6 :  Test  Fc:  Vi brati on  
(s i nusoi da l )  

I EC  60068-2-6   

I EC  60068-2-64:  Test  Fh :  Vi brati on ,  
broadband  random  and  gu i dance  

I EC  60068-2-64    

I EC  60068-2-80:  Test  F i :  Vibrati on  –  
M i xed  mode  

I EC  60068-2-80   

Su rface  moun ti ng  technol ogy –  
Envi ronmen tal  and  endu rance  test  
methods  for su rface  mount  sol der j o i n t  
I EC  621 37-1 -3  Cycl i c  d rop  test  

I EC  621 37-1 -3   

Drop  shock I EC  621 37-1 -4 :  Cycl i c  bend ing  test I EC  621 37-1 -4  ―  
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Test  Name  of test  and  equ ipment IEC  ISO  

Bend i ng  I EC  60068-2-21 :  Test  U :  Robustness  
of term inati ons  and  i n tegra l  moun ti ng  
devi ces  

I EC  60068-2-21  ―  

Screwing   

Chem ical  tests  I EC  61 1 89-3  

F l ammabi l i ty I EC  61 1 89-3  3C03  ( to  be  revi sed )   

Resi stance  to  chem ical s  I EC  61 1 89-3  3C04   

Sol derabi l i ty I EC  60068-2-58:  Test  Td :  Test  
methods  for sol derabi l i ty,  res istance  
to  d i ssol u ti on  of meta l l i zati on  and  to  
so l deri ng  heat  of su rface  moun ti ng  
devi ces  

I EC  60068-2-58   

Attachmen t  materi a l s  for e l ectron ic  
assembly –  Part  1 -1 :  Requ i remen t for 
so l deri ng  fl uxes  for h i gh -qual i ty 
i n terconnections  i n  e l ectron ic  
assembl i es  

I EC  61 1 90-1 -1  I SO  9453  

I SO  9454-1  

I SO  9445-1  

I EC  61 1 90-1 -2 :  Requ i rements  for 
sol deri ng  pastes  

I EC  61 1 90-1 -2  

I EC  61 1 90-1 -3 :  Requ i rements  for 
e l ectron ic  g rade  sol der a l l oys  and  
fl uxed  and  non -fl uxed  sol i d  sol der 

I EC  61 1 90-1 -3  

I EC  61 1 89-1 1 :  Measurement of 
mel ti ng  temperatu re  and  mel ti ng  
temperatu re  ranges  of sol der a l l oys  

I EC  61 1 89-1 1  

Rosi n  ―  ―  

Propanol   I SO  6353-3  

E thanol    I SO  6353-2  

Resi stance  to  so l deri ng  
heat 

I EC  60068-2-20:  Test  T:  Test  methods  
for so l derabi l i ty and  res i stance  to  
so l deri ng  heat  of devi ces  wi th  l eads  

I EC  60068-2-20   

I EC  60068-2-58:  Test  Td :  Test  
methods  for sol derabi l i ty,  res i stance  
to  d i ssol u ti on  of meta l l i zati on  and  to  
so l deri ng  heat  of su rface  moun ti ng  
devi ces  (SMD)  

I EC  60068-2-58  

I EC  60068-2-20:  Test  T:  Test  methods  
for so l derabi l i ty and  res i stance  to  
so l deri ng  heat  of devi ces  wi th  l eads  

I EC  60068-2-20   

Thermal  resi stance  of 
sol der res i st  and  l egend  

I EC  61 1 89-3  I EC  61 1 89-3   
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COMMISSION  ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE  

____________ 

 
CARTES IMPRIMÉES – 

 
Partie  20:  Cartes  de ci rcu i ts  imprimés   
destinées  aux LED à  haute luminosi té  

 
AVANT-PROPOS 

1 )  La  Commissi on  E l ectrotechn i que  I n ternati onal e  ( I EC)  est  u ne  organ i sati on  mond ia le  de  normal i sati on  
composée  de  l 'ensemble  des  comi tés  é l ectrotechn i ques  nati onaux (Comi tés  nati onaux de  l ’ I EC).  L ’ I EC a  pou r 
ob jet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternational e  pou r tou tes  l es  questi ons  de  normal i sati on  dans  l es  domaines  
de  l 'é l ectrici té  et  de  l 'é l ectron ique.  A cet  effet,  l ’ I EC  – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  des  Normes  i n ternational es ,  
des  Spéci fi cati ons  techn i ques,  d es  Rapports  techn i ques,  des  Spéci fi cati ons  accessi b l es  au  publ i c  (PAS)  et  des  
Gu i des  (ci -après  dénommés  "Publ i cati on (s)  de  l ’ I EC").  Leu r é l aborati on  est  con fi ée  à  des  comi tés  d 'études,  aux 
travaux desque ls  tou t  Comi té  nati onal  i n téressé  par l e  su j et  tra i té  peu t  parti ci per.  Les  organ i sati ons  
i n ternati onal es ,  gouvernementa l es  et  non  gouvernemental es ,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti ci pen t  éga l emen t  aux 
travaux.  L ’ I EC  col l abore  étro i temen t avec l 'Organ i sati on  I n ternati onal e  de  Normal i sati on  ( I SO),  se lon  des  
cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  d eux organ i sati ons.  

2 )  Les  déci s ions  ou  accords  offi ci e l s  de  l ’ I EC  concernan t  l es  questi ons  techn i ques  représen ten t,  d ans  l a  mesure  
d u  possi b l e ,  un  accord  i n ternational  su r l es  su j ets  étud i és ,  é tan t  donné  que  l es  Comi tés  nati onaux de  l ’ I EC  
i n téressés  son t représen tés  dans  chaque  com i té  d ’ é tudes.  

3)  Les  Pub l i cati ons  de  l ’ I EC  se  présen ten t  sous  l a  forme  de  recommandations  i n ternational es  et  son t ag réées  
comme  te l l es  par l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  ra i sonnab les  son t en trepri s  afi n  q ue  l ’ I EC  
s 'assu re  de  l 'exacti tude  du  con tenu  techn i que  de  ses  publ i cati ons;  l ’ I EC  ne  peu t  pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éven tuel l e  mauvai se  u ti l i sati on  ou  i n terprétati on  qu i  en  est  fa i te  par un  q uel conque  u ti l i sateu r fi nal .  

4 )  Dans  l e  bu t  d 'encourager l ' u n i form i té  i n ternati onal e ,  l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC  s 'engagen t,  dans  tou te  l a  
mesu re  poss ib l e ,  à  appl i q uer de  façon  transparen te  l es  Publ i cati ons  de  l ’ I EC  dans  l eu rs  publ i cati ons  nati onal es  
et  rég i ona les.  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Publ i cati ons  de  l ’ I EC  e t  tou tes  publ i cati ons  nati onal es  ou  
rég i onal es  correspondan tes  doiven t  être  i n d i quées  en  termes  cl a i rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L ’ I EC  e l l e-même  ne  fou rn i t  aucune  attestati on  de  con form i té.  Des  organ ismes  de  certi fi cati on  i n dépendan ts  
fou rn i ssen t d es  services  d 'éval uati on  d e  con formi té  e t,  dans  certai ns  secteu rs ,  accèden t  aux marques  de  
con form i té  de  l ’ I EC.  L ’ I EC  n 'est  responsabl e  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ ismes  de  certi fi cati on  
i ndépendants.  

6)  Tous  l es  u ti l i sateu rs  d oi ven t  s 'assu rer qu ' i l s  son t  en  possession  de  l a  dern ière  éd i ti on  de  cette  publ i cati on .  

7 )  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  ê tre  impu tée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateu rs,  employés,  auxi l i a i res  ou  mandata i res,  
y compri s  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Comi tés  nati onaux de  l ’ I EC,  
pou r tou t préj ud ice  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matéri e l s ,  ou  de  tou t  au tre  d ommage  de  que l que  
natu re  q ue  ce  soi t,  d i recte  ou  i n d i recte,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compri s  l es  fra i s  d e  j usti ce)  et  l es  
dépenses  décou l an t  d e  l a  pub l i cati on  ou  de  l 'u ti l i sati on  d e  cette  Publ i cati on  de  l ’ I EC  ou  de  tou te  au tre  
Publ i cati on  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  q u i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'atten ti on  est  a tti rée  su r l es  références  normati ves  ci tées  d ans  cette  publ i cati on .  L 'u ti l i sati on  d e  publ i cati ons  
référencées  est ob l i gatoi re  pour u ne  appl i cati on  correcte  de  l a  présen te  publ i cati on .   

9)  L ’ atten ti on  est  a tti rée  su r l e  fa i t  q ue  certai ns  des  é l émen ts  de  l a  présente  Publ i cati on  de  l ’ I EC  peuven t  fa i re  
l ’ obj et  de  d roi ts  de  brevet.  L ’ I EC  ne  sau ra i t  ê tre  tenue  pou r responsabl e  de  ne  pas  avoi r i den ti fi é  de  te l s  d ro i ts  
d e  brevets  et  de  ne  pas  avoi r s i gnal é  l eu r exi stence.  

La  Norme  i n ternationale  I EC 62326-20  a  été  établ ie  par l e  comi té  d 'études  91  de  l ' I EC:  
Techn iques  d 'assemblage  des  composants  é lectron iques.  

Cette  première  éd i tion  annu le  et remplace  l ' I EC/PAS 62326-20  parue  en  201 1  et  consti tue  
une  révis ion  techn ique.  

Cette  éd i tion  i nclu t l es  mod i fications  techn iques  majeures  su ivan tes  par rapport à  l 'éd i tion  
précédente:  

a)  l a  présente  éd i tion  se  concentre  sur l e  con tenu  techn ique  des  cartes  de  ci rcu i ts  imprimés  
destinées  aux d iodes  é lectroluminescentes  (LED)  à  hau te  l uminosi té;  

b)  l es  fi gures  re lati ves  aux cartes  de  ci rcu i ts  imprimés  destinées  aux LED  à  hau te  l um inosi té  
on t été  affi nées.  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC  62326-20:201 6  © I EC  201 6  – 55  –  

Le  texte  de  cette  norme  est i ssu  des  documents  su ivan ts:  

FDIS  Rapport  de  vote  

91 /1 31 1 /FDIS  91 /1 330/RVD  

 
Le  rapport de  vote  i nd iqué  dans  le  tableau  ci -dessus  donne  tou te  in formation  sur l e  vote  ayan t 
abou ti  à  l 'approbation  de  cette  norme.  

Une  l i ste  de  tou tes  l es  parties  de  la  série  I EC  62326,  publ iées  sous  l e  ti tre  Cartes imprimées,  
peu t être  consu l tée  su r l e  s i te  web  de  l ' I EC.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  l es  D i rectives  I SO/IEC,  Partie  2 .  

Le  comi té  a  décidé  que  l e  con tenu  de  cette  publ ication  ne  sera  pas  mod i fié  avan t l a  date  de  
stabi l i té  i nd iquée  sur l e  s i te  web  de  l ’ I EC  sous  "h ttp: //webstore. iec.ch"  dans  l es  données  
relati ves  à  l a  publ ication  recherchée.  A cette  date,  l a  publ ication  sera   

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  

 

IMPORTANT – Le  logo  "colour inside" qu i  se  trouve  sur la  page  de  couverture  de  cette  
publ ication   ind ique  qu 'el le  contient des  cou leurs  qu i  sont considérées  comme u ti les  à  
une  bonne  compréhension  de  son  contenu.  Les  u ti l isateurs  devraient,  par conséquent,  
imprimer cette  publ ication  en  uti l isant une  imprimante  couleur.  
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CARTES IMPRIMÉES – 
 

Partie  20:  Cartes  de  ci rcu i ts  imprimés   
destinées  aux LED à  haute luminosi té  

 
 
 

1  Domaine d 'appl ication  

La  présente  partie  de  l ' I EC  62326  spéci fie  l es  propriétés  des  cartes  de  ci rcu i ts  imprimés 
(ci -après  dénommées  PCB,  Printed Circuit Board)  destinées  aux LED  à  hau te  l uminosi té.  
Les  PCB  destinées  aux LED  à  hau te  l uminosi té  partagent avec les  PCB  ord inai res  de  
nombreux aspects.  Certains  aspects  d 'ordre  général  son t donc décri ts  dans  la  présente  
norme.  

2  Références  normatives  

Les  documents  su ivan ts  son t ci tés  en  référence  de  man ière  normative,  en  i n tégral i té  ou  en  
partie ,  dans  l e  présent document et  son t i nd ispensables  pour son  appl ication .  Pour les  
références  datées,  seu le  l ’ éd i tion  ci tée  s’appl ique.  Pour l es  références  non  datées,  l a  
dern ière  éd i ti on  du  document de  référence  s ’appl ique  (y compris  l es  éventuels  amendements).  

I EC  601 94,  Conception,  fabrication et assemblage des cartes imprimées – Termes et 
définitions  

I EC  61 1 89-3: 2007,  Méthodes d'essai pour les matériaux électriques,  les cartes imprimées et 
autres structures d'interconnexion et ensembles – Partie  3:  Méthodes d'essai des structures 
d'interconnexion  

I EC  61 249-2-6,  Matériaux pour circuits imprimés et autres structures d'interconnexion – 
Partie  2-6:  Matériaux de base renforcés,  plaqués et non plaqués – Feuilles stratifiées 
renforcées en  verre de type E époxyde bromé tissé/non tissé,  d'inflammabilité définie  (essai 
de combustion verticale) ,  plaquées cuivre  

I EC  61 249-2-7,  Matériaux pour circuits imprimés et autres structures d'interconnexion – 
Partie  2-7: Matériaux de base renforcés,  plaqués et non plaqués – Feuille  stratifiée tissée de 
verre E avec de la  résine époxyde,  d'inflammabilité  définie (essai de combustion verticale) ,  
plaquée cuivre  

I EC  62878-1 -1 ,  Substrat avec appareil(s)  intégré(s)  – Partie  1 -1 :  Spécification générique – 
Méthodes d'essai 

3  Termes,  défin i tions  et abréviations  

3.1  Termes  et  défin i tions  

Pour l es  besoins  du  présent document,  l es  termes  et  défin i tions  de  l ' I EC  601 94  s'appl iquen t.  

3.2  Abréviations  

AABUS Accord  en tre  l 'u ti l i sateur et  l e  fourn isseur (As Agreed Between User and Supplier)  

BGA Boîtier matricie l  à  b i l l es  (Ball Grid Array)   

CCL Strati fié  p laqué  cu ivre  (Copper clad laminate)  

COB Puce  sur carte  (Chip On Board)  
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CSP Boîtier-puce  (Chip Size Package)  

DH I  Décharge  à  hau te  i n tensi té  (H ID,  High Intensity Discharge)  

LED  D iode  é lectroluminescente  (Light Emitting Diode)  

PCB  Carte  de  ci rcu i t  imprimé (Printed Circuit Board)  

PWB Carte  à  câblage  imprimé  (Printed Wiring Board)  

4 Classi fication  et classe  des  cartes  de  ci rcu i ts  imprimés  destinées  aux LED à  
haute  luminosi té  

Les  PCB  pour LED  à  hau te  l um inosi té  spéci fiées  dans  l a  présente  norme  doiven t satisfai re  
aux spéci fications  des  classes  A à  C  décri tes  au  Tableau  1  et à  l a  F igure  1  comme ind iqué  
ci -après.  Les  matériaux u ti l i sés  pour les  cartes  à  câblage  imprimé  (PWB,  Prin ted  Wiring  
Board)  ne  son t pas  spéci fiés,  mais  i l s  doiven t tou tefois  fai re  l 'objet d 'un  accord  en tre  
l 'u ti l i sateur et l e  fourn isseur (AABUS,  As  Agreed  Between  User and  Suppl ier)  en  fonction  de  
l a  zone  d 'appl ication  des  cartes  considérées.  La  F igure  1  est un  exemple  de  classi fication  et 
d 'appl ication  en  fonction  des  matériaux de  base,  PCB pour LED  à  hau te  l uminosi té  et produ i ts  
fi naux.  

Tableau  1  – Appl ication  et  classification  

Classi fication  
principale  

(conducti vi té  
thermique)  

Défin i tion  

C lass i fication  
secondai re  
(propriété  

d ' i solement)  

Défin i tion  
Paramètre  de  
conductivi té  
thermique  

Paramètre  de  
transfert  
thermique  

Impédance  
thermique  

    W/(mK)  W/(m 2K)  (Km 2 /W)  

A 
Cartes  

normal i sées  

I  
Aucune  

spéci fi cati on  

<1  <1 0  

L' impédance  
therm ique  peu t  
ê tre  ca l cu l ée  à  
parti r de  l a  

mesure  de  l a  
conducti vi té  

thermique  e t  du  
paramètre  de  

transfert  
therm ique  
i nversé.  

I I  

Ri g i d i té  
é l ectri q ue  

<1  000  V 

I I I  

Ri g i d i té  
é l ectri que  

≥1  000  V 

B  
Cartes  à  

conducti vi té  
thermique  

I  
Aucune  

spéci fi cati on  

≥1  <1 0  
I I  

Ri g i d i té  
é l ectri q ue  

<1 , 000  V 

I I I  

Ri g i d i té  
é l ectri que  

≥1  000  V 

C  

Cartes  à  
conducti vi té  
thermique  
é l evée  

I  
Aucune  

spéci fi cati on  

≥1  ≥1 0  
I I  

Ri g i d i té  
é l ectri q ue  

<1  000  V 

I I I  

Ri g i d i té  
é l ectri que  

≥1  000  V 
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Figure  1  – Exemple  de  classification  et  de  son  appl ication  

5 Règles  de  conception  et tolérance 

5.1  Dimensions  du  panneau  et  des  cartes  

5. 1 . 1  Dimensions  de  la  carte  

NOTE  Les  i n formati ons  concernan t  l es  d imens ions  de  l a  carte  son t  données  à  ti tre  d e  référence  seu lemen t.  

I l  convien t de  sélectionner les  d imensions  de  l a  carte  du  produ i t  (a  ×  b)  présenté  à  l a  F igure  2  
de  man ière  à  ce  que  l es  cartes  pu issen t être  d isposées  de  man ière  optimale  sur un  panneau  
qu i  d i spose  des  d imensions  spéci fiées  au  Tableau  2 .  Ces  d imensions  sont données  à  ti tre  
d ' in formation  seu lement.  S inon ,  un  panneau  approprié  avec les  d imensions  i nd iquées  au  
Tableau  2  doi t  être  sélectionné  afin  de  satisfai re  aux exigences  de  d isposi tion  optimale  des  
cartes.  

IEC 

Substrat conventionnel  pour les cartes montées sur des pièces électroniques de type discret 

Rayonnement thermique A B C 

Classification  par 
matériaux de base 

Classification  par cartes 
de circuits électroniques 

Classification  par 
produits finaux 

Classe d'isolement 

Substrat en  résine 
IEC 61 249-2-6 et  

IEC 61 249 2-7 (CEM-3,  FR 4) 

Substrat de type souple 

Lampe pour éclairage 
d'assistance 

II I III II I III II I III 

Substrat en  résine 
(avec trou  de l iaison  thermique) 

Substrat en  résine à 
conductivité thermique élevée 

Substrat pour boîtier semi-conducteur 

Substrat pour puce sur carte (COB,  Chip on  Board) 

Substitut de lampe pour 
lampe halogène 

Substitut de lampe pour 
remplacement de 
lampe fluorescente 

Substitut de lampe pour lampe à fi lament 

Lampadaire 

Substitut de lampe pour 
remplacement de lampe 

fluorescente 

Substrat à noyau  métal l ique 

Substrat à base métal l ique 

Substrat en  céramique 
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Légende  

Dimension  de  l a  carte  du  produ i t:  a  ×  b  

Espace  en tre  l es  extrém i tés  de  l a  carte  et  d u  panneau :  c1 ,  c2 ,  c3 ,  c4  

Espace  en tre  l es  cartes :  e1 ,  e2  

Figure  2  – Disposition  des  cartes  sur un  panneau  

Tableau  2  – Dimensions  des  panneaux 

Dimensions  du  
panneau  CCL 

Di vis ion  

4  6  8  9  

1  000  ×  1  000  500  ×  500  333  ×  500  250  ×  500  333  ×  333  

1  000  ×  1  200  500  ×  600  
333  ×  600  

400  ×  500  
300  ×  500  333  ×  400  

D imensions  en  m i l l imètres.  

 

5.1 .2  Tolérance  des  d imensions  

La  tolérance  des  d imensions  pour une  carte  ou  un  panneau  est donnée  au  Tableau  3.  

Tableau  3  – Tolérance  des  d imensions  

Longueur 

mm 
Tolérance  

1 00  ±0, 2  mm  

1 00  
Pour une  l ongueur supérieu re  à  1 00  mm ,  a j ou ter 0 , 1  mm  tous  
l es  50  mm.  

 

5.1 .3  Perforations  et  fentes  

La  F igure  3  présente  l es  perforations  et l es  fen tes.  Les  to lérances  de  d istance  en tre  l e  poin t 
de  référence  et  l e  centre  de  la  coupe  des  perforations  et  des  fen tes  sont données  au  
Tableau  4 .  

IEC  

Panneau  Carte imprimée 

a
 

a
 

c 1
 

c 2
 

e 2
 

c4  b b c3  

e1  
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Figure  3  – Distance  entre  le  point  de  référence 
 et  l es  perforations  et  les  fentes  

Tableau  4  – Tolérance de  d istance entre  le  point  
de  référence  et  les  perforations  et  les  fentes   

Distance  entre  l e  poin t  de  référence   
et  l es  perforations  et  l es  fentes  

mm 

Tolérance  

≤1 00  ±0 , 2  mm  

>1 00  
Pour une  l ongueur supérieu re  à  1 00  mm,  
a j ou ter 0 , 1  mm  tous  l es  50  mm.  

 

5.1 .4 Coupe  en  V 

La  coupe  en  V est présentée  à  l a  F igure  4  et à  l a  F igure  5.  La  tolérance  de  d istance  entre  l e  
poin t de  référence  et l e  cen tre  de  l a  coupe  en  V (g1  à  g4)  est donnée  au  Tableau  5.  La  
to lérance  d 'écart de  posi tion  de  la  coupe  en  V pour les  p lans  avan t et arrière  est de  0 , 2  mm.  
La  tolérance  d 'épaisseur totale  de  la  carte  est l a  somme de  l a  to lérance  d 'épaisseur de  l a  
carte  ±0, 1  mm.   

 

Figure  4  – D istance entre  le  point de  référence et  la  coupe en  V 

IEC  

Point de 
référence 

g4  

Contour de la 
carte imprimée 

Coupe en  V 

g3  

g
1 

g
2 

IEC  

Point de 
référence 

f1  

Contour de la 
carte imprimée 

Perforation  

Fente 

f3  

f 1
 

f 2
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Figure  5  – Tolérance  d 'écart de  position  des  coupes  
 en  V pour les  plans  avant et  arrière  

Tableau  5  – Tolérance  de  d istance entre  le  point  
de  référence  et  le  centre  de  la  coupe  en  V 

Distance  en tre  l e  point  de  référence  et  
l e  centre  de  l a  coupe  en  V 

mm 

Tolérance  

≤1 00  ±0, 2  mm  

>1 00  
Pour une  l ongueur supérieu re  à  1 00  mm,  
a j ou ter 0 , 1  mm  tous  l es  50  mm  

 

5.2  Epaisseur totale  de  la  carte  

La  tolérance  d 'épaisseur totale  de  la  carte  (t)  et ses  marques  de  symboles  son t présentées  à  
l a  F igure  6  et données  au  Tableau  6 .  

 

Figure  6  – Carte  de  ci rcu i t  imprimé avec marque  de  symbole,  
 épargne  de  brasure,  feu i l le  de  cu ivre  et  métal l isation  

IEC  

Epargne de brasure 

t 

Légende 

Métal l isation 

Feui l le de 
cuivre 

IEC  

Centre de la coupe en V 
(plan  arrière) 

Matériau  de base 

i 

t 

Centre de la coupe en V 
(plan  avant) 
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Tableau  6  – Epaisseur totale  et  tolérance   

Epaisseur totale  
(valeur centrale  de  l a  carte  finale)  

t  

Tol érance  

0 , 3  ≤  t  <  0, 5  
+0, 1 0  

-0 , 05  

0 , 5  ≤  t  <  0, 8  ±0, 1 0  

0 , 8  ≤  t  <  1 , 1 0  ±0, 1 5  

1 , 1 0  ≤  t  <  1 , 40  ±0, 1 7  

1 , 40  ≤  t  <  2, 00  ±0, 1 9  

t ≥  2 , 00  ±1 0  %  

D imensions  en  m i l l imètres.  

 

5.3  Trous  

5.3.1  Trous  d ' insertion  et  trous  de  l iaison  

Les  poin ts  su ivan ts  s 'appl iquent aux trous  d ' i nsertion  et trous  de  l ia ison  des  composants.  

a)  Tolérance  relati ve  aux trous  d ' i nsertion  de  composants  

La  tolérance  re lati ve  aux trous  d ' i nsertion  de  composants  est donnée  au  Tableau  7 .  La  
to lérance  donnée  dans  ce  tableau  n 'est pas  appl i cable  aux trous  de  l i a ison  (traversants,  
en terrés  et borgnes).  La  to lérance  relati ve  aux trous  traversants  d 'un  d iamètre  i n férieur à  
0 , 6  mm  destinés  à  l ' i nsertion  d 'un  composant et aux trous  destinés  à  l ' i nsertion  à  l a  presse  
d 'un  composant doi t  être  AABUS.  

Tableau  7  – Tolérance relative  aux trous  d ' insertion  de  composants  

Elément Tolérance  

Trou  traversan t  métal l i sé  
0 , 6  ≤  t  <  2 , 0  ±0, 1 0  

t  ≥  2 , 0  ±0, 1 5  

Trou  traversan t non  méta l l i sé  ±0, 1 0  

D imensions  en  m i l l imètres.  

 

b)  Posi tion  d 'un  trou  d ' insertion  de  composants  

I l  convien t que  le  centre  d 'un  trou  d ' i nsertion  de  composants  se  s i tue  au  poin t de  
croisement avec la  g ri l l e  de  conception  du  moti f d ' impression ,  y compris  l es  l i gnes  de  
g ri l les  complémentai res  u ti l i sées.  Le  Tableau  8  donne  la  tolérance  de  posi tion  d 'un  trou  

d ' insertion  de  composants  (
j

→
) ,  a insi  que  l 'écart de  l a  posi tion  de  conception  par rapport 

au  poin t de  référence  comme présenté  à  l a  F igure  7 .  
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Figure  7  – Positions  d 'un  trou  d ' insertion  de  composants  

Tableau  8  – Tolérance  de  position  d 'un  trou  d ' insertion  de  composants  

Dimension  plus  l ongue  d 'une  carte  rectangu lai re  

mm 
Tolérance  

≤400  0 , 1 0  mm  

>400  
Pour une  l ongueur de  carte  supéri eu re  à  400  mm,  
a j ou ter 0 , 05  mm  tous  l es  1 00  mm  suppl émenta i res .  

 

c)  D istance  en tre  l 'extrémi té  de  l a  carte  et l a  paroi  d 'un  trou  

La  d istance  en tre  l 'extrémi té  de  l a  carte  et l a  paroi  d 'un  trou  (d)  est présentée  à  l a  F igure  8 .  
La  d istance  (d)  en tre  l es  parois  d 'un  trou  traversant avan t métal l i sation  et  d 'un  trou  
d ' insertion  de  composants  doi t  être  supérieure  à  1 , 0  mm.  En  cas  de  trou  d ' i nsertion  à  l a  
presse,  l a  d istance  doi t  être  conforme  au  Tableau  9 .  

IEC  

Ligne de référence 

→  

|   j   |  

Contour de la carte imprimée 

Point de quasi-référence Position  de conception  du  trou  

(X,  Y) 

X 
Y
 

Point de référence 

(0,0) 

Trou  fini  
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Figure  8  – Distance  entre  la  paroi  d 'un  trou  et  l 'extrémité  de  la  carte  

Tableau  9  – D istance entre  la  paroi  d 'un  trou  et l 'extrémité  de  la  carte  

Elément 
D istance  (j)  en tre  un  trou  de  composant avant   
métal l i sation  et  l a  paroi  du  trou  de  l i ai son  (d)  

Carte  PWB  HDI  (H i ghDensi ty I n terconnect)  ≤1 , 0  mm,  mais  éga l emen t supéri eu re  à  l 'épai sseur de  l a  carte  (t)  

Carte  PWB  normal i sée  ≤1 , 5  mm,  mais  éga l emen t supéri eu re  à  l 'épai sseur de  l a  carte  (t)  

 

d)  Espace  l i bre  m in imal  en tre  l a  paroi  d 'un  trou  et l e  conducteur i n térieur 

L 'espace  l i bre  m in imal  en tre  la  paroi  d 'un  trou  et  l e  conducteur i n térieur (k)  comme 
présenté  à  l a  F igure  9  doi t  être  de  0 , 325  mm.  S i  cette  d istance  de  0 , 325  mm  est garan tie  
l ors  de  la  conception  du  moti f d ' impression ,  l a  séparation  m in imale  est a lors  assurée.  

Tableau  1 0  – Espace  l ibre  min imal  entre  la  paroi   
d 'un  trou  et l e  conducteur de  la  couche  in térieure  

Elément 

Espace  l i bre  m in imal  en tre  l a  paroi  d 'un  trou  et  l e  
conducteur de  l a  couche  i n térieure  (k)  

mm  

Val eur normal isée  Valeur m in imale  

Carte  PWB  HDI  
Trou  de  composan t  0 , 5  

0 , 25  
Trou  de  l i a i son  0 , 30  

Carte  PWB  normal i sée  
Trou  de  composan t 0 , 5  

0 , 30  
Trou  de  l i a i son  0 , 35  

 

IEC  

d 

d 

d 

d
 

t 

Trou  
Carte imprimée 
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Figure  9  – Paroi  d 'un  trou  et  espacement de  conception  
 m in imal  par rapport au  conducteur intérieur 

5.3.2  Trou  de  référence 

La  tolérance  re lati ve  au  trou  de  référence  doi t  être  ±0,05  mm  ou  
+0, 1 0  
−0, 00 mm.  Un  trou  traversant 

sans  paroi  métal l i sée  doi t  être  u ti l i sé  comme trou  de  référence.  

5.3.3  Trou  d 'assemblage  (trou  traversant sans  parois  métal l isées)  

Les  exigences  su ivan tes  s 'appl iquen t.  

a)  Tolérance  relative  au  trou  d 'assemblage  

La  to lérance  re lative  au  trou  d 'assemblage  doi t  être  ±0, 1 0  mm.  

b)  Tolérance  de  posi tion  d 'un  trou  d 'assemblage  

La  to lérance  de  posi tion  d 'un  trou  d 'assemblage  doi t  être  conforme au  Tableau  8  
de  5 . 3 . 1  b .  

c)  D istance  en tre  un  trou  d 'assemblage  et  l 'extrémi té  de  la  carte  

La  d istance  en tre  un  trou  d 'assemblage  et l 'extrémi té  de  la  carte  doi t être  supérieure  à  
2 , 0  mm.  Dans  le  cas  où  l a  d istance  est i n férieure  à  2 , 0  mm,  la  d i stance  doi t  être  AABUS.  

d )  D istance  en tre  un  trou  d 'assemblage  et  l e  conducteur i n térieur 

La  d istance  en tre  l a  paroi  d 'un  trou  d 'assemblage  et  l e  conducteur i n térieur doi t  être  
supérieure  à  1 , 0  mm.  

5.4 Conducteur 

5.4. 1  Largeur de  l ' impression  conductrice  et  tolérance 

La  tolérance  de  largeur du  conducteur formé (w)  comme présentée  à  l a  F igure  1 0  doi t  être  
conforme  à  cel les  données  au  Tableau  1 1 .  La  tolérance  de  l ' impression  conductrice  fin ie  
spéci fiquement conçue  pour le  con trôle  d ' impédance  doi t  être  AABUS.   

IEC  

k 

Matériau  de base 

k 

Feuil le de cuivre 

Métal l isation  du  trou  traversant 
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Tableau  1 1  – Tolérance de  largeur du  conducteur 

Epaisseur du  
conducteur (t)  

Tol érance  
Largeur du  conducteur à  

ti tre  de  référence  

50  ≤  t  <  75  ±25  1 5  à  20  

75  ≤  t  <  1 00  ±30  20  à  40  

1 00  ≤  t  <  300  ±50  30  à  50  

 t  ≥  300  ±1 00  40  à  70  

C i rcu i ts  dotés  de  feu i l l es   
d e  cu i vre  épai sses  

±1 50  70  

±200  1 05  

±300  1 40  

L 'épai sseur du  conducteu r correspond  à  l a  somme  de  l 'épai sseu r de  l a  feu i l l e  de  
cu i vre  et  de  cel l e  du  cu i vre  méta l l i sé .  

D imensions  en  m icromètres.  

 

Figure  1 0  – Largeur du  conducteur fin i  

5.4.2  Distance  entre  les  conducteurs  et  tolérance 

La  d istance  en tre  les  conducteurs  et l 'extrémi té  de  l a  carte  est présentée  à  l a  F igure  1 1 .  La  
to lérance  de  d istance  en tre  les  conducteurs  (h)  doi t  être  conforme au  Tableau  1 2 .  La  
to lérance  de  l ' impression  conductrice  fi n ie  spéci fiquement conçue  pour l e  con trôle  
d ' impédance  doi t  être  AABUS.  

Tableau  1 2  – Tolérance de  d istance  entre  les  conducteurs  

Epaisseur du  
conducteur (h)  

Tolérance  
Largeur du  conducteur à  

ti tre  de  référence  

50  ≤  h  <  75  ±25  1 5  à  20  

75  ≤  h  <  1 00  ±30  20  à  40  

1 00  ≤  h  <  300  ±50  30  à  50  

h  ≥  300  ±1 00  40  à  70  

L 'épai sseur du  conducteu r correspond  à  l a  somme  de  l 'épai sseu r de  l a  feu i l l e  de  
cu i vre  et  de  cel l e  du  cu i vre  méta l l i sé.  

D imensions  en  m icromètres.  
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Légende  

m  est  l a  d i stance  en tre  conducteu rs  

n  es t  l e  pas  de  conducteu r 

Figure  1 1  – Distance  entre  le  conducteur et  l 'extrémité  de  la  carte  

5.4.3  Epaisseur de  la  couche isolante  

L'épaisseur de  l a  couche  i solan te  (t)  est présentée  à  l a  F igure  1 2 .  

 

NOTE  En  cas  de  rugos i té  de  l a  su rface  de  l a  feu i l l e  d e  cu i vre ,  l 'épai sseur du  matéri au  de  base  correspond  à  l a  
d i s tance  m in imale  appl i cabl e  au  substrat.  

Figure  1 2  – Epaisseur de  la  couche isolante  

5.5  Contact imprimé 

5.5.1  Tolérance  de  d istance  entre  les  centres  de  deux contacts  imprimés  ad jacents  

Comme présentée  à  l a  F igure  1 3 ,  l a  to lérance  de  d istance  en tre  les  cen tres  de  deux con tacts  
imprimés  ad jacents  (p ,  pn )  doi t  être  ±0, 1 0  mm.  Pour une  d istance  en tre  les  cen tres  des  
bornes  supérieures  à  1 00  mm,  a jou ter 0 , 01  mm  tous  l es  20  mm  supplémentai res.  
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Figure  1 3  – Distance  entre  les  centres  des  bornes  des  contacts  imprimés  

5.5.2  Tolérance  de  largeur des  bornes  des  contacts  imprimés  

La  tolérance  de  l argeur des  bornes  des  con tacts  imprimés  (w)  comme présentés  à  l a  
F igure  1 4  est spéci fiée  au  Tableau  1 3.  

 

Figure  1 4 – Largeurs  des  bornes  des  contacts  imprimés  

Tableau  1 3  – Tolérance de  d istance  entre  les  centres  de  deux pasti l les  

Largeur des  bornes  

w  
Tolérance  

≤1 , 0  ±0, 05  

>1 , 0  ±0, 1 0  

D imensions  en  m i l l imètres.  

 

5.5.3  Décalage  du  centre  des  contacts  imprimés  sur les  plans  avant et  arrière  d 'une  
carte  

Comme présentée  à  l a  F igure  1 5,  l a  tolérance  de  décalage  du  cen tre  des  con tacts  imprimés 
su r l es  p lans  avan t et  arrière  d 'une  carte  (q)  doi t  être  ±0,20  mm.  
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Contact imprimé 
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P 

Carte imprimée 

Centres des bornes des 
contacts imprimés 
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Figure  1 5  – Décalage  du  centre  des  contacts  imprimés   
sur l es  plans  avant et  arrière  d 'une  carte  

5.6  Zone de  report 

5.6.1  Tolérance  de  d istance entre  les  centres  de  deux pasti l les  

La  tolérance  de  d istance  en tre  l es  cen tres  de  deux pasti l l es  ad jacentes  (S1 )  et de  
deux pasti l les  paral lè les  ad jacentes  (S)  comme présentée  à  l a  F igure  1 6  est donnée  au  
Tableau  1 4 .  

 

Figure  1 6  – Zone  de  report 

Tableau  1 4  – Tolérance de  d istance  entre  les  centres  de  deux pasti l les  

Distance  en tre  l es  
centres  

Tolérance  
mm 

S1  ±0, 03  

S ±0, 05  

 

5.6.2  Tolérance  de  largeur des  pasti l les  

La  tolérance  de  largeur des  pasti l l es  d 'une  zone  de  report (w)  comme présentée  à  l a  
F igure  1 7  est donnée  au  Tableau  1 5.  La  to lérance  des  pasti l l es  don t l 'étroi tesse  est i n férieure  
à  0 , 1 5  mm  doi t  être  AABUS.  
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Figure  1 7  – Largeur des  pasti l les  d 'une  zone de  report 

Tableau  1 5  – Tolérance de  largeur des  pasti l les  d 'une  zone  de  report 

Largeur des  pasti l l es  
w  

Tolérance  

0, 1 5  <  w  ≤  0 , 35  ±0 , 04  

w  >  0 , 35  ±0 , 06  

D imensions  en  m i l l imètres.  

 

5.6.3  Diamètre  des  pasti l les  et  tolérance  pour BGA/CSP 

La  tolérance  de  d iamètre  des  pasti l l es  pour BGA/CSP est spéci fiée  en  a)  et en  b)  ci -dessous.  

a)  La  zone  de  report est présentée  à  l a  F igure  1 8.  La  tolérance  de  d iamètre  des  pasti l l es  (d)  
pour l es  BGA/CSP formés  exclusivement d 'un  conducteur est donnée  au  Tableau  1 6 .  

 

Figure  1 8  – Diamètre  des  pasti l les  pour les  BGA/CSP  
formés  exclusivement d 'un  conducteur 
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Tableau  1 6  – Diamètre  des  pasti l les  et  tolérance  pour les  BGA/CSP 

Elément 
Tolérance  de  d iamètre  des  pasti l l es  

mm 
Epaisseur du  conducteur  a  

µm  

Carte  PWB  HDI  +0, 02  
–0 , 03  

20  à  30  

Carte  PWB  normal i sée  +0, 03  
–0 , 05  

30  à  50  

a  Les  d imens ions  son t  données  à  t i tre  de  référence.  

 

b)  La  zone  de  report est présentée  à  l a  F igure  1 9.  La  tolérance  de  d iamètre  des  pasti l l es  (d)  
pour les  BGA/CSP formés  à  l 'ouvertu re  de  l 'épargne  de  brasure  est donnée  au  Tableau  1 7.  

Tableau  1 7  – Tolérance de  d iamètre  des  pasti l les  (d)  pour  
l es  BGA/CSP formés  à  l 'ouverture  de  l 'épargne  de  brasure 

Elément 
Tolérance  

mm 

Carte  PWB  HDI  ±0 , 03  

Carte  PWB  normal i sée  ±0 , 05  

 

 

Figure  1 9  – D iamètre  des  pasti l les  (d)  pour les  BGA/CSP  
formés  à  l 'ouverture  de  l 'épargne  de  brasure 

5.7  Repère  conventionnel  et repère  de  positionnement des  composants  

5.7.1  Forme et d imensions  types  du  repère  conventionnel  

Le  repère  de  posi tionnement des  composants  présenté  à  l a  F igure  20  est spéci fié  au  
Tableau  1 8.  
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Figure  20  – Exemples  de  repère  conventionnel   
et  de  repère  de  posi tionnement des  composants  

Tableau  1 8  – Formes  et d imensions  des  repères  types   
conventionnels  et  de  posi tionnement des  composants  

Elément Forme  
Diamètre  

mm 

Repère  conventionnel  e t  repère  de  
posi ti onnement des  composants  

Cercl e  1 , 0  

 

5.7.2  Tolérance  de  d imension  du  repère conventionnel  et  du  repère  de  
positionnement des  composants  

Comme présentée  à  l a  F igure  20,  l a  tolérance  de  d imension  du  repère  conventionnel  et du  
repère  de  posi tionnement des  composants  est ±0, 1  mm.  

5.7.3  Tolérance  de  position  du  repère  de  positionnement des  composants  

Comme présentée  à  l a  F igure  20,  l a  zone  de  report l a  p lus  é loignée  du  repère  (u1 ,  u2)  doi t être  
±0,05  mm.   

5.8  Connexion  entre  couches  – Métal l isation  en  cu ivre  

L'épaisseur m in imale  de  l a  métal l i sation  en  cu ivre  sur l a  paroi  du  trou  de  l i a ison  et  des  trous  
d ' insertion  de  composants  est donnée  au  Tableau  1 9.  

Tableau  1 9  – Epaisseur min imale  de  la  métal l isation  en  cu ivre  

Epaisseur de  l a  carte  ou  de  l a  couche 
mm  

Epaisseur m in imale  de  l a  métal l i sation  en  cu ivre  
µm  

t >  2, 4  L 'épai sseur do i t  ê tre  AABUS  

1 , 0  <  t  ≤  2 , 4  1 5  

0 , 5  <  t  ≤  1 , 0  1 2  

t  ≥  0 , 5  1 0  

La  mesure  doi t  ê tre  effectuée  par observati on  opti q ue  d 'u ne  coupe  transversale  verti ca l e  en  m icrosecti on .  L 'écart  
de  su rface  l ocal  n 'est  pas  pri s  en  considérati on .  
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6 Qual i té  

6.1  Espacement entre  le  conducteur et  la  paroi  d 'un  trou  d ' insertion  de  composants  
ou  d 'un  trou  de  l iaison  

L'espacement en tre  l e  conducteur et l a  paroi  d 'un  trou  d ' i nsertion  de  composants  ou  d 'un  trou  
de  l i a ison  ou  l 'espacement en tre  l e  conducteur i n térieur et  l a  paroi  d 'un  trou  doi t  être  
supérieur à  0 , 1 3  mm.  

6.2  Ecart  de  posi tion  entre  l es  couches  conductrices  d 'une  carte  mu lticouche 

L'écart en tre  l es  couches  conductrices  d 'une  carte  mu l ticouche  doi t  satisfai re  aux cond i tions  
spéci fiées  en  5. 5. 3,  en  6 . 1  et en  6 . 3.  

6.3  Largeur de  pasti l le  min imale  

La  l argeur de  pasti l le  m in imale  sur l a  couche  l a  p lus  à  l 'extérieur (w1 )  provoquée  par le  
décalage  de  l a  pasti l l e  et  du  trou ,  a insi  que  la  l argeur de  pasti l le  m in imale  sur une  couche  
i n térieure  (w2)  son t spéci fiées  au  Tableau  20  (voi r aussi  F igure  21 ).  

Tableau  20  – Epaisseur min imale  de  la  métal l isation  en  cu ivre  

Elémenta  
Largeur de  pasti l l e  

m in imale  
mm  

Largeu r de  pasti l l e  m i n imale  
su r l a  couche  extéri eu re  w1  

b  

Au  poi n t  de  j oncti on  de  l a  pasti l l e  e t  d u  conducteu r  w1  ≥  0 , 03  

Au tres  zones  θ  ≤  90°  

Cas  d 'un  trou  d ' i nserti on  de  composan t  non  conducteu r w1  ≥  0 , 05  

Largeu r de  pasti l l e  m in imale  
su r l a  couche  i n téri eu re  w2  

c  

Au  poi n t  de  j oncti on  de  l a  pasti l l e  e t  d u  conducteu r w2  ≥  0 , 03  

Au tres  zones  (sau f trous  percés  au  l aser)  d  θ  ≤  90  

a  I n dépendamment d e  l a  forme  de  l a  pasti l l e .   

b  I n cl u t  l 'épa i sseur d e  l a  métal l i sati on  d u  trou  traversan t.   

c  N ' i ncl u t  pas  l 'épai sseur d e  l a  méta l l i sati on  du  trou  traversan t.  

d  Aucune  ruptu re  de  pasti l l e  i n téri eu re  n 'est  perm ise  pou r u n  trou  percé  au  l aser.  

 

 

Figure  21  a  – Largeur de  pasti l l e  m in imale  sur l a  couche  extéri eure  
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Figure  21  b  – Largeur de  pasti l l e  min imale  sur l a  couche  i n térieure  avec  un  trou  traversant  métal l i sé  

 

Figure  21  c  – Zone  admiss ible  de  rupture  de  pasti l le  

Figure  21  – Largeur de  pasti l le  min imale  

6.4 Trai tements  de  surface 

6.4. 1  Métal l isation  en  or d 'un  contact imprimé 

La  métal l i sation  en  or d 'un  contact imprimé  consiste  généralement en  une  métal l i sation  en  or 
durci  superposée  à  l a  métal l i sation  en  n ickel .  

a)  Métal l i sation  en  n ickel  

L 'épaisseur de  la  métal l i sation  en  n ickel  sur un  con tact imprimé  doi t  être  supérieure  à  
2 , 0  μm.  

b)  Métal l i sation  en  or 

L 'or durci  doi t  être  u ti l i sé  pour l a  métal l i sation  d 'un  con tact imprimé.  L 'épaisseur de  la  
métal l i sation  est supérieure  à  0 , 1  μm.  
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6.4.2  Autres  trai tements  de  surface 

Les  détai l s  re lati fs  aux au tres  trai tements  de  surface,  notamment l a  métal l i sation  en  or 
i ncrusté  et  l e  revêtement de  brasure,  dépendent des  méthodes  d ' in terconnexion  (par exemple,  
brasage  ou  l i a ison  fi la i re) .  Ces  détai l s  doiven t être  AABUS.  

6.5 Défauts  d 'épargne  de  brasure 

Les  exigences  su ivantes  s 'appl iquen t.  

a)  Les  défau ts  su r une  pasti l l e  pour l es  BGA/CSP doiven t être  conformes  à  5 . 6 .3 .  

b)  L 'épargne  de  brasure  ne  doi t  pas  présenter de  rayure,  d 'arrachement,  de  m icroperforation ,  
n i  de  matériau  étranger.  E l le  ne  doi t pas  présenter de  bu l les  qu i  s 'étendent j usqu 'à  deux 
conducteurs.  

c)  L 'exposi tion  du  conducteur après  l 'appl ication  de  l 'épargne  de  brasure  doi t  être  conforme  
aux i l l ustrations  de  l a  F igure  22 .  

 

Figure  22  – Exposi tion  du  conducteur 

d)  La  l argeur de  pasti l l e  m in imale  provoquée  par le  décalage  de  l 'épargne  de  brasure  (w)  sur 
l a  pasti l le  de  l a  couche  conductrice  extérieure  de  l a  carte  PWB u ti l i sée  pour l ' i nsertion  de  
composants,  comme présentée  à  l a  F igure  23,  doi t  être  conforme  aux spéci fications  
données  au  Tableau  21 .  
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Figure  23  – Largeur de  pasti l le  min imale  provoquée   
par le  décalage  de  l 'épargne  de  brasure  

Tableau  21  – Largeur de  pasti l le  min imale  

Elément Largeur de  pasti l l e  m in imale  

Face  au  composan t  J usqu 'à  l 'extrém i té  d 'un  trou  

Face  à  l a  brasure  
Doi t  ê tre  supérieu re  à  0 , 03  mm  

La  zone  effecti ve  de  brasage  doi t  ê tre  supérieu re  à  70  % .  

 

e)  Le  chevauchement,  l a  cou lure  et  l e  décalage  de  l 'épargne  de  brasure  sur une  pasti l l e  
(sens  de  la  l argeur (v)  et sens  de  l a  l ongueur (x))  sur l a  couche  conductrice  extérieure  de  
l a  carte  PWB u ti l i sée  pour l ' i nsertion  de  composants,  comme présentés  à  l a  F igure  24,  
doiven t être  conformes  aux spéci fications  données  au  Tableau  22 .  S i  l 'épargne  de  brasure  
du  boîtier est conçue  pour couvri r l a  tota l i té  de  l a  zone  de  report,  comme présentée  à  l a  
F igure  24  b ,  l e  déplacement doi t  être  AABUS.  

 
 

Figure  24 a  – Décalage  de  l 'épargne  de  brasure  F igure  24 b  –  Chevauchement et  cou lure  
 de  l 'épargne  de  brasure  

Figure  24 – Chevauchement,  cou lure  et  décalage  de  l 'épargne  de  brasure 
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Tableau  22  – Chevauchement,  cou lure  et  décalage  de  l 'épargne   
de  brasure  sur une  s imulation  d ' impression  

Elément 
Chevauchement,  cou lure  et  décalage 

mm 

Largeu r (v)  ≤0, 05  

D imension  l ong i tud i nal e  (x)  ≤0, 05  

 

f)  Une  pasti l le  pour b i l l e  ou  pour l i a ison  fi l a i re  ne  doi t  pas  présenter de  chevauchement,  de  
cou lure,  n i  de  décalage  de  l 'épargne  de  brasure,  sau f s i  cette  dern ière  est conçue  pour 
couvri r une  pasti l l e .  

6.6  Marque  de  symbole  

6.6.1  Général i tés  

Les  poin ts  su ivan ts  se  concentren t sur l es  marques  de  symboles  en  général :  

a)  Une  l égende  imprimée  ne  doi t  pas  comporter de  cou lure  ou  d 'élément flou  qu i  affecte  la  
l i s ib i l i té  de  la  marque,  comme présentée  à  l a  F igure  25.  

 

Figure  25  – Exemples  de  cou lure  ou  d 'élément flou  

b)  Une  l égende  doi t  être  imprimée  à  une  d istance  de  pl us  de  0 , 2  mm  de  l a  pasti l l e  d 'un  trou  
de  l i a ison ,  de  la  pasti l l e  d 'un  trou  traversant ou  d 'une  zone  de  report.  

c)  Une  l égende  don t l a  hau teur (h)  est i n férieure  à  1 , 5  mm  peut ne  pas  être  l i s ib le  pour 
i den ti fier des  l ettres  ou  des  marques  (excepté  pour les  caractères  ch inois) .  Un  exemple  de  
hau teur d 'une  marque  de  l égende  est donné  ci -dessous.  

Remarque  1 :  Pour une  légende,  i l  convien t d 'u ti l i ser une  largeur de  l i gne  d 'une  épaisseur 
supérieure  à  0 , 1 5  mm.  

Remarque  2 :  I l  convien t d 'appl i quer une  l égende  d i rectement sur l ' impression  conductrice  
ou  de  tota lement l 'é loigner du  conducteur.  

 

6.6.2  Surface  du  conducteur 

L'extrémi té  d 'un  conducteur ne  doi t pas  présenter de  gonflement,  de  p l i ,  de  fi ssure,  de  
séparation  du  conducteur du  substrat,  n i  de  fractu re  métal l i que.  La  surface  du  conducteur ne  
doi t  présenter aucune  mod i fication  de  cou leur qu i  peu t causer un  défau t dans  l 'assemblage,  
aucune  obstruction  n i  aucun  matériau  étranger.  L 'exposi tion  du  conducteur nu  trai té  avec 
métal l i sation ,  trai tement de  surface  ou  revêtement n 'est pas  permise.   
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6.6.3  Entre  les  conducteurs  

Aucun  matériau  étranger ne  doi t  re l ier deux conducteurs  et  ne  peu t engendrer un  problème 
d ' i solement en tre  les  conducteurs.  

6.6.4 Défauts  dans  les  couches  isolantes  

Les  défau ts  des  couches  i solan tes  son t énumérés  ci -dessous:  

a)  B lanch iment et  dé labrement 

I l  ne  doi t  avoi r aucun  b lanch iment au  croisement des  fibres  n i  délabrement qu i  chevauche  
l es  conducteurs,  l es  trous  d ' insertion  de  composants  ou  qu i  se  s i tue  en tre  l es  trous  de  
l i a ison .  Des  exemples  de  b lanch iment au  croisement des  fibres  et  de  délabrement son t  
donnés  à  l a  F igure  26  et à  l a  F igure  27.  

 

Figure  26  – Exemple  de  blanch iment au  croisement des  fibres  

 

Figure  27  – Exemple  de  délabrement 
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b)  Décol lement i n terlaminai re,  gonflement et  vide  

I l  ne  doi t  se  produ i re  aucun  décol lement i n terlaminai re,  gonflement ou  vide  empi lé  qu i  
peu t en traîner un  problème  de  fiabi l i té  d 'un  produ i t  dans  une  carte  mu l ticouche.  

c)  I nclusion  de  matériaux étrangers  

Les  couches  i solan tes  ne  doivent comporter aucun  matériau  étranger n i  aucune  
imperfection ,  par exemple,  un  décol lement i n terlaminai re,  qu i  peu t provoquer un  problème  
au  cours  du  processus  d 'assemblage.  

6.6.5  Routage  et  perçage 

Les  fissures  causées  par l 'usinage  par presse  l ors  du  rou tage  et du  perçage  de  trous,  a insi  
que  le  halo,  doiven t être  AABUS.  

6.6.6  Impression  conductrice  

Les  défau ts  de  l ' impression  conductrice  son t énumérés  ci -dessous:  

a)  En tai l le  de  conducteur 

La  l argeur d 'une  en tai l l e  de  conducteur (w)  comme présentée  à  l a  F igure  28  doi t  être  
i n férieure  à  30  %  de  l a  l argeur finale  du  conducteur.  La  l ongueur (l)  doi t  être  i n férieure  à  l a  
l argeur de  l ' impression  conductrice.  

 

Figure  28  – Entai l le  de  conducteur 

b)  Résidu  de  conducteur dans  l es  espacements  de  conducteur 

La  largeur (w)  d 'un  résidu  de  conducteur dans  les  espacements  de  conducteur comme 
présentée  à  l a  F igure  29  (sai l l i e  ou  résidu  de  g ravure)  doi t  être  i n férieure  à  30  %  de  l a  
séparation  finale  du  conducteur ou  à  0 , 30  mm.  La  longueur d 'un  résidu  (l)  doi t  être  i n férieure  
à  l a  séparation  fi nale  du  conducteur.  

 

Figure  29  – Résidu  de  conducteur 
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6.7  Pasti l le  

Comme présentée  à  l a  F igure  30,  l a  to lérance  de  l argeur restante  (w1 ,  w2)  et de  sai l l i e  (y)  de  
l a  zone  comportan t un  défau t provoqué  par l 'absence  d 'une  partie  d 'une  pasti l le  doi t  satisfai re  
aux spéci fications  données  au  Tableau  23.  

 
 

 

F i gure  30  a  – Largeur  
de  l a  pasti l l e  restante  

F igure  30  b  – Largeurs   
de  l a  pasti l l e  restante  et  de  
l 'extrémi té  du  conducteur 

F igure  30  c  – Sai l l i e  de  l a  pasti l l e  

Figure  30  – Pasti l le  

Tableau  23  – Tolérance de  largeur restante  et  de  sai l l ie   
d 'une  pasti l le  dont la  zone  comporte  un  défaut 

Elément 
Largeur restante  et  sai l l i e  d 'une  pasti l l e   

dont  l a  zone  comporte  un  défaut  

Rapport  en tre  l a  zone  manquan te  et  l a  zone  d 'une  
pasti l l e  ≤20  %  

Largeu r restan te  à  l a  su i te  du  défau t d 'une  
pasti l l e  

w1  Aucun  défau t ne  doi t  atte i nd re  l a  paroi  d 'un  trou  

w2  P l us  de  70  %  de  l a  l argeur fi na l e  du  conducteu r 

Sa i l l i e  y 
Comme spéci fi é  en  6 . 6 . 6  b )  – Largeur de  rés i du  dans  l es  
espacements  de  conducteu r w.  

 

6.8  Pasti l le  d 'une  zone  de  report 

La  largeur (w)  et  l a  l ongueur (l1 ,  l2)  d 'un  défau t sur une  pasti l l e ,  comme présentées  à  l a  
F igure  31 ,  doiven t satisfai re  aux spéci fications  données  au  Tableau  24.  I l  ne  doi t pas  y avoi r 
p lus  d 'un  défau t dans  une  pasti l le .   

  

F i gure  31  a  – En tai l l e  et  sai l l i e  F igure  31  b  – M icroperforation  

Figure  31  – Défauts  dans  une  pasti l le  d 'une  zone  de  report 
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Tableau  24 – Défauts  dans  une  pasti l le  d 'une  zone de  report 

Elément 

Largeur de  l a  pasti l l e  complétée  d 'une  zone  de  report w  

mm 

<0, 8  ≥0, 8  

F i ssu re  et  sa i l l i e  
Largeur w  M oi ns  de  20  %  de  w  ≤0 , 1 5  

Longueur l1  Moi ns  d e  50  %  de  L  

M i croperforati on  (d imens ion  p l us  l ongue  l2 )  Moi ns  de  20  %  de  w  ≤0 , 1 5  

La  sa i l l i e  doi t  sati sfai re  à  l a  d i s tance  de  séparati on  m i n imale  avec un  conducteu r ad j acen t  spéci fi ée  en  5 . 4 . 2 .  

 

6.9  Défauts  dans  une  pasti l le  pour un  montage  BGA/CSP 

Comme présentés  à  l a  F igure  32 ,  l es  défau ts  dans  une  pasti l l e  pour un  montage  BGA/CSP 
doiven t être  conformes  aux spéci fications  données  au  Tableau  25  et une  pasti l le  ne  doi t  pas  
présenter p lus  de  1  défau t.  

  

F i gure  32  a  – Eclatement et sai l l i e  F i gure  32  b  –  M icroperforation  

Figure  32  – Défauts  dans  des  pasti l les  pour un  montage BGA/CSP 

Tableau  25  – Défauts  dans  des  pasti l les  pour un  montage BGA/CSP 

Elément Défauts  dans  des  pasti l l es  pour un  montage  BGA/CSP  

Eclatemen t et  sa i l l i e   
La  zone  effecti ve  de  l a  pasti l l e  doi t  être  supérieu re  à  80  %  de  l a  zone  de  
concepti on  

M icroperforati ons  (d i amètre  l ong  l2 )  La  couche  i so lan te  ne  doi t  présenter aucune  m icroperforation  

La  l ongueur de  l a  sa i l l i e  do i t  sati sfai re  à  l a  d i s tance  de  séparati on  m i n imale  en tre  l es  conducteu rs  (voi r 5 . 4 . 2) .  

 

6.1 0  Contact imprimé 

La  tolérance  de  défau ts  dans  les  zones  ①  e t②  d 'un  con tact imprimé  (voi r F igure  34)  qu i  doi t  

être  connecté  é lectri quement de  l a  man ière  représentée  à  l a  F igure  33  doi t  satisfai re  aux 
spéci fications  données  au  Tableau  26.  
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Figure  33  – Zones  d 'un  contact imprimé qu i  doivent  
fai re  l 'objet d 'une  recherche  de  défauts  

  

F i gure  34  a  – F issure  et  sai l l i e  F i gure  34 b  –  M icroperforation  

Figure  34 – Défauts  dans  un  contact imprimé 
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Tableau  26  – Défauts  dans  un  contact imprimé 

Elément 
Zone  

Zone  ①  Zone  ②  

Exposi ti on  de  l a  
métal l i sati on  
sous-j acen te  (N i ,  Co,  
e tc. )   Aucun  défau t ne  peu t affecter l a  fi ab i l i té  d 'u n  produ i t  

Gon fl emen t e t  
séparati on  de  l a  
couche  métal l i sée  

Trace  d ' impact 
Aucune  trace  supéri eu re  à  0 , 2  d i a .  n 'est  
perm ise  

Aucune  trace  supéri eu re  à  0 , 5  d i a .  n 'est  
perm ise  

Rayure  
Aucune  rayu re  don t  l a  l argeur est  
supéri eu re  à  0 , 1  n 'est  perm ise  

Aucune  rayu re  don t  l a  l argeur est  
supéri eu re  à  0 , 5  n 'est  perm ise  

Sa i l l i e  de  masse  Aucune  sa i l l i e  don t  l a  l argeur est  supéri eu re  à  0 , 1  d i a .  n 'est perm ise  

F i ssu re  et  sa i l l i e ,  
présentées  à  l a  
F i gu re  34 ,  l1 ,  w  

l1  ≤  0 , 1  L  w  ≤  0 , 1W 

l1  d o i t  ê tre  i n féri eu r à  1 , 0  et  w  doi t  ê tre  
i n féri eu r à  0 , 2  

l1  ≤  0 , 2L  w  ≤  0 , 2W 

l1  d o i t  ê tre  i n féri eu r à  2 , 0  et  w  doi t  ê tre  
i n féri eu r à  0 , 3  

La  sa i l l i e  doi t  sati sfai re  à  l a  d i stance  de  séparati on  m i n imale  avec un  conducteu r 
ad j acent  spéci fi ée  en  5 . 4 . 2   

M icroperforati on  
(d imension  l a  p l us  
l ongue  l2 )   

présen tée  à  l a  
F i gu re  34  

I l  ne  doi t  y avoi r aucune  m icroperforati on  

0,05 dia.  ≤   l2   
≤  0, 1 0 dia.  

U n  défau t  par borne  et  
moi ns  de  1 0  %  de  l a  
borne  tota l e  

0,1 0 dia.  <  l2  
≤  0,20 dia.  

Un  défau t  par borne  et  
moi ns  d e  2  %  de  l a  
borne  tota l e  

l2  >  0, 20  d i a.  
Aucune  
m icroperforati on  
perm ise  

Mod i fi cati on  de  
cou l eu r 

Aucune  mod i fi cati on  de  cou l eur susceptib l e  d 'affecter l es  performances  d 'un  produ i t  
n 'est au tori sée  

Les  défau ts  re l ati fs  aux con tacts  imprimés  non  connectés  é l ectri quemen t son t  cons idérés  comme  des  défau ts  
dans  l a  zone  présen tée  à  l a  F i gu re  33  pou r l 'ensemble  d es  con tacts .  Les  spéci fi cati ons  données  au  Tabl eau  26  
pou r u ne  zone  de  ce  type  son t appl i cabl es  à  ces  con tacts .  

D imensions  en  m i l l imètres.  

 

7  Performances  et méthodes  d 'essai  

7.1  Résistance  des  conducteurs  

La spéci fication  et l es  méthodes  d 'essai  re latives  à  l a  résistance  des  conducteurs  sont 
données  au  Tableau  27.  

Les  relations  en tre  la  résistance,  l a  l argeur,  l 'épaisseur et l a  température  d 'un  conducteur 
son t présentées  à  l a  F igure  35.  
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Tableau  27  – Spécification  et  méthodes  d 'essai   
relatives  à  la  résistance  des  conducteurs  

Elément Spéci fi cation  Méthode  d 'essai   

Rési stance  des  
conducteu rs  

Conducteu r La  va leu r de  l a  rés i stance  
est  AABUS.  Les  re l ati ons  en tre  l a  
rés i stance,  l a  l argeur,  l 'épai sseur et  
l a  températu re  d 'un  conducteur son t  
présentées  à  l a  F i gu re  35  à  ti tre  de  
référence.  

Con formémen t à  1 0 . 1 2  d ans  
l ' I EC  61 1 89-3 : 2007  

Trou  
traversant  
métal l i sé  

Con formémen t à  1 0 . 1 3  d ans  
l ' I EC  61 1 89-3 : 2007  

 

 

NOTE  La  l argeur d u  conducteu r reste  i nchangée  et  l a  rés i sti vi té  re l ati ve  du  cu i vre  est  ρ=1 , 8  ×  1 0 -6  Ωcm  

Figure  35  – Relations  entre  la  résistance,  la  largeur,   
l 'épaisseur et l a  température  d 'un  conducteur 

7 .2  Epreuve  de  courant d 'un  conducteur et  d 'un  trou  traversant métal l isé  

La  spéci fication  et  l es  méthodes  d 'essai  re lati ves  à  l a  résistance  de  l 'épreuve  de  couran t son t 
données  au  Tableau  28.  

Les  re lations  en tre  l e  courant,  l a  l argeur et l 'épaisseur du  conducteur,  a insi  que  
l 'échauffement sont présentées  à  l a  F igure  36.  
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Tableau  28  – Spécification  et  méthodes  d 'essai  relatives  à  l 'épreuve  de  courant 

Elément Spéci fi cation  Méthode  d 'essai  

Epreuve  de  
cou ran t 

Conducteu r AABUS.  

Les  re l ati ons  en tre  l e  cou ran t,  l a  
l argeur,  l 'épai sseur et  l a  températu re  
d 'un  conducteur son t  présen tées  à  l a  
F i gu re  36  à  t i tre  de  référence.  

I EC  62878-1 -1  

Trou  traversan t 
métal l i sé  

 

  

F i gure  36  a  – L'épaisseur du  conducteur est  de  
1 8  μm 

Figure  36  b  – L'épaisseur du  conducteur est  de  
35  μm 

  

F i gure  36  c  – L'épaisseur du  conducteur est  de  
70  μm 

Figure  36  d  – L'épaisseur du  conducteur est  de  
1 05  μm 

Figure  36  – Relation  entre  le  courant,  la  largeur et  l 'épaisseur  
du  conducteur,  ainsi  que  l 'échauffement 

7 .3  Observation  du  montage des  composants  et  des  trous  de  l iaison  

7.3.1  Observation  dans  des  conditions  normal isées  

Les  trous  et l es  trous  de  l i a ison  (d)  doiven t satisfai re  aux spéci fications  su ivan tes  lorsqu ' i l s  
sont observés  à  l 'œi l  nu ,  à  l 'a i de  d 'une  l oupe  ou  en  m icrosection .  

a)  Les  trous  d ' i nsertion  de  composants  doivent être  satisfaisan ts  pour l es  opérations  
u l térieures  d ' i nsertion  de  connexions  et de  brasage.  

La  d imension  de  l a  métal l i sation  qu i  manque  sur l a  paroi  d 'un  trou  comme présenté  à  l a  
F igure  37  doi t  être  i n férieure  à  25  %  de  la  ci rconférence  d 'un  trou  (l1 )  et i n férieure  à  25  %  
du  sens  de  l 'épaisseur de  l a  carte  (l2) .  Le  nombre  de  trous  qu i  présentent des  défau ts  doi t 
être  i n férieur à  5  %  du  nombre  total  de  trous.  
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Figure  37  – Défauts  sur la  métal l isation  d 'un  trou  de  composant 

b)  Trous  de  l ia ison  pour la  connexion  é lectri que  en tre  les  couches  conductrices.  Les  trous  de  
l i a ison  son t destinés  aux connexions  é lectri ques.  Aucun  défau t dans  l a  formation  des  
trous  de  l ia ison  n i  dans  l a  conduction  é lectrique  (métal l i sation  ou  rempl issage  de  pâte  
métal l i que)  ne  doi t  être  permis.  Tous  l es  défau ts  doiven t satisfai re  aux spéci fications  1 1  
et 1 2  du  Tableau  29.  

c)  Cou lée  de  résine:  Dans  l a  m icrosection  verticale,  l a  tolérance  de  cou lée  de  résine  comme 
présentée  à  l a  F igure  38  doi t  satisfai re  à  l 'équation  ci -après.  Dans  l a  m icrosection  
horizon tale,  l a  to lérance  de  cou lée  de  résine  doi t être  comme spéci fiée  au  Tableau  29.  

l1 ,  l2  >  1 /3  t,  l1   l2  >  t  

l1 ,  l2 :  Epaisseur effective  d 'une  couche  in térieure,  sans  ten i r compte  de  l a  cou lée  de  
résine  (µm).  

t:  Epaisseur de  la  couche  in térieure  relati ve  à  l a  cou lée  de  résine  (µm).  

 

Figure  38  a  – M icrosection  verticale  
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Figure  38  b  – M icrosection  horizontale  

Figure  38  – Cou lée  de  résine 

Tableau  29  – Tolérance relative  à  la  section  horizontale  

Carte  PWB  HDI  Moi ns  d e  1 0  %  de  l a  ci rconférence  du  trou  

Carte  PWB  normal i sée  Moi ns  d e  25  %  de  l a  ci rconférence  du  trou  

 

7.3.2  Observation  après  l 'essai  de  choc thermique 

Les  éprouvettes  pour l 'essai  de  choc thermique  décri t  à  l 'Annexe  A doiven t être  observées  en  
m icrosection  comme spéci fié  en  1 2 . 9  de  l ' I EC  61 1 89-3  (M icrosection)  et doiven t satisfai re  à  l a  
spéci fication  ci -après.  

a)  F issure  sur l 'ang le,  fi ssure  paral lè le  et  fi ssure  sur l a  feu i l le  

Dans  l a  m icrosection  verticale,  l a  tolérance  de  cou lée  de  résine  comme présentée  de  l a  
F igure  39  à  l a  F igure  41  doi t  satisfai re  à  l a  formu le  ci -après.  

l1 ,  l2  >  1 /3 t,  l1   l2  >  t  

l1 ,  l2 :  Epaisseur effective  de  la  feu i l l e  de  cu ivre  pour chaque  côté,  sans  ten i r compte  de  
l a  cou lée  de  résine  (µm).  

t:  Epaisseur totale  de  la  feu i l l e  de  cu ivre  l orsqu ' i l  n 'existe  aucun  défau t qu i  peu t être  
considéré  comme te l  (µm).  

 

Figure  39  – Fissure  sur l 'angle  
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Figure  40  – F issure  sur le  fût 

 

Figure  41  – Fissure  sur l a  feu i l le  

8  Marquage,  embal lage et  stockage 

8.1  Marquage  d 'un  produ it 

Le  marquage  d 'un  embal lage  doi t  être  AABUS.  I l  convient d ' i nclure  l es  é léments  su ivan ts  
dans  l e  marquage.  

a)  Nom  du  produ i t  et/ou  numéro  de  lot 

b)  Nom  ou  code  du  fourn isseur 

c)  Date  de  production  

8.2  Marquage  d 'un  embal lage 

Le  marquage  d 'un  embal lage  doi t  être  AABUS.  I l  convien t d ' inclu re  l es  é léments  su ivan ts  
dans  l e  marquage.  

a)  Nom  du  produ i t  et/ou  numéro  de  lot 

b)  Nombre  de  produ i ts  dans  l 'embal lage  

c)  Date  de  production   

d )  Nom  ou  code  du  fourn isseur 
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8.3  Embal lage  et  stockage 

8.3.1  Embal lage 

I l  convien t que  l 'embal lage  d 'un  produ i t  l e  protège  de  dégâts,  par exemple  les  rayures,  a i nsi  
que  de  l 'humid i té.  

8.3.2  Stockage 

Le  stockage  des  cartes  PWB doi t être  effectué  dans  un  endroi t où  l es  produ i ts  peuvent être  
protégés  con tre  l 'humid i té.  
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Annexe A 
( informative)  

 
C lassification  et classe des  cartes   
PCB pour LED à  haute luminosi té 

L'étude  des  paramètres  de  conductivi té  thermique  et  des  paramètres  de  coefficien t de  
transfert thermique  a  révélé  que  la  classi fication  des  cartes  PCB  pour LED  à  hau te  l um inosi té  
peu t désormais  s 'effectuer avec ces  paramètres.  

L 'u ti l i sation  du  paramètre  de  conductivi té  thermique  des  cartes  PCB  à  base  de  résine  
pour LED  à  hau te  l um inosi té  peu t être  d ivisée  en  deux catégories  comme su i t:  

a)  cartes  PCB à  base  de  résine  pour LED  à  hau te  l uminosi té  don t l e  paramètre  de  
conductivi té  thermique  est supérieur à  1  W/mK;  

b)  cartes  PCB à  base  de  résine  pour LED  à  hau te  l uminosi té  don t l e  paramètre  de  
conductivi té  thermique  est i n férieur à  1  W/mK.  

En  ou tre,  l 'u ti l i sation  du  paramètre  de  coefficien t de  transfert thermique  (W/m2K)  permet 
d 'obten i r l es  classi fications  supplémentai res  su ivan tes:  

c)  cartes  PCB  à  base  de  résine  pour LED  à  hau te  l uminosi té  dont l e  paramètre  de  coefficien t 
de  transfert thermique  est i n férieur à  1 0  W/m2K;  

d )  cartes  PCB  à  base  de  métal  ou  céramique  pour LED  à  hau te  l um inosi té  don t l e  paramètre  
de  coefficien t de  transfert thermique  est supérieur à  1 0  W/m2K.  

La  F igure  A. 1  et l e  Tableau  A. 1  donnent des  i n formations  détai l l ées  relatives  à  l a  
classi fication  et à  l a  classe  des  cartes  PCB  pour LED  à  hau te  l uminosi té  en  fonction  du  
paramètre  de  conductivi té  thermique  et du  paramètre  de  coefficien t de  transfert thermique.  
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Figure  A. 1  – Relation  entre  l e  paramètre  de  conductivi té  thermique  
et  l e  paramètre  de  coefficient de  transfert thermique 

Tableau  A.1  – Relation  entre  le  paramètre  de  conductivi té  thermique   
et  l e  paramètre  de  coefficient de  transfert  thermique 

(mapping  par zone)  

Eléments  

Paramètre  de  coeffi cient  de  transfert  thermique  

(W/(m 2K))  

1 0  1 0  

Paramètre  de  conducti vi té  therm ique  1  A – 

(W/(mK))  1  B  C 

 

Le  Tableau  A. 2  répertorie  les  normes  re latives  aux méthodes  d 'essai  associées.  

Tableau  A.2  – Méthodes  d 'essai  associées  

Essai  Nom  de  l 'essai  et  équ ipement IEC  ISO  

 Méthodes  d 'essa i s  pou r l es  matériaux 
é l ectri ques,  l es  cartes  imprimées  et  
au tres  structu res  d ' i n terconnexion  et  
ensembles  – Parti e  2 :  Méthodes  
d 'essai  des  matéri aux pou r s tructu res  
d ' i n terconnexion   

I EC  61 1 89-2   

IEC  

1 00 1 0 1  

0,1  

1  

1 0 

A 

B 
C 

Paramètre de coefficient de transfert de chaleur  (W/m2k) 

P
a
ra
m
èt
re
 d
e 
co

nd
u
ct
iv
ité

 t
h
e
rm

iq
u
e
  (
W
/m

k)
 

Aluminium (1 ,0 mm) 

Céramique (0,65 mm) 

FPC (0,08 mm) 

IEC 61 249-2-7 et IEC 61 249-2-8 
FR-4 sans trou de l iaison (1 ,0 mm) 

FR-4 sans trou de l iaison (1 ,6 mm) 

IEC 61 249-2-6 
CEM-3 sans trou  de 
l iaison (1 ,6 mm) 

IEC 61 249-2-6 
CEM-3 avec trou 
de l iaison (1 ,6 mm) 

IEC 61 249-2-6  
CEM-3 avec trou 
de l iaison (1 ,0 mm) 

IEC 61 249-2-7  
et IEC 61 249-2-8 
FR-4  avec trou 
de l iaison (1 ,0 mm) 

IEC 61 249-2-7 
et IEC 61 249-2-8 
FR-4 avec trou de l iaison (1 ,6 mm) 

IEC 61 249-2-6 
CEM-3 avec trou 
de l iaison (1 ,0 mm) 
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Essai  Nom  de  l 'essai  et  équ ipement IEC  ISO  

Méthodes  d 'essa i  pou r l es  matéri aux 
é l ectri ques,  l es  cartes  imprimées  et  
au tres  structu res  d ' i n terconnexion  et  
ensembles  – Parti e  3 :  Méthodes  
d 'essai  des  s tructu res  
d ' i n terconnexion  (cartes  imprimées)  

I EC  61 1 89-3  

Essai s  envi ronnemen taux Essai s  d 'envi ronnement – 
Parti e  1 :Généra l i tés  et  l i gnes  
d i rectri ces  

I EC  60068-1   

Méthodes  d 'essa i  pou r l es  matéri aux 
é l ectri ques,  l es  s tructu res  
d ' i n terconnexion  et  l es  ensembles  – 
Parti e  1 :  Méthodes  d 'essai  généra l es  
et  méthodol og ie  

I EC  61 1 89-1  

P l asti ques  – Atmosphères  normales  
de  cond i ti onnement et  d 'essai  

 I SO  291  

Essai  vi suel  e t  m icrosecti on  I EC  61 1 98-3    

D imensions  I EC  61 1 89-3    

P i ed  à  cou l i sse   I SO  6906  

I SO  3599  

M icromètre   I SO  361 1  

To i se  – – 

P l aque  de  préci s ion   I SO  851 2-1  

I SO  851 2-2  

J auge  d 'espacement – – 

Essai s  é l ectri ques  I EC  61 1 89-3  

Rési stance  des  
conducteu rs  

I EC  61 1 89-3  3E1 2   

Cou ran t  de  tenue  I EC  61 1 89-3  3E1 5   

Tensi on  de  tenue  

Tension  a l ternati ve  

Tension  continue  

I EC  61 1 89-3  3E09,  3E1 0   

I EC  61 1 89-3  3E09,  3E1 0   

I EC  61 1 89-3  3E09,  3E1 0   

Rési stance  d ' i so l emen t I EC  61 1 89-3  3E03,  couche  de  
su rface  

3E05,  i n tercouches  

 

I so l emen t et  conducti vi té  
du  ci rcu i t  

I EC  61 1 89-3  3E01 ,  i sol ement 

3E02 ,  con ti nu i té  

 

Essai s  mécan iques  I EC  61 1 89-3  

Rési stance  au  pe l age  I EC  61 1 89-3  3M01 ,  a tmosphère  
normal i sée  

 

Rési stance  au  pe l age  de  l a  
pasti l l e  sans  trou  d e  
pasti l l e  métal l i sé  

I EC  61 1 89-3  3M07   

Rési stance  à  l 'arrachemen t 
du  trou  traversan t  métal l i sé  
pou r l e  montage  des  
composan ts  

I EC  61 1 89-3  3M03   

Rési stance  à  l 'arrachemen t 
d 'une  pasti l l e  de  l a  zone  de  
report  

I EC  61 1 89-3  3M07   

Adhés ivi té  d e  l a  I EC  61 1 89-3  3M01   
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Essai  Nom  de  l 'essai  et  équ ipement IEC  ISO  

métal l i sati on   

Bande  sensi b l e  à  l a  
press ion  

Ruban  et  feu i l l e  adhési fs  

 3M01  

-  

–  

I SO  29862  

I SO  29863  

I SO  29864  

Adhés ivi té  d e  l 'épargne  de  
brasu re  et  de  l a  l égende  

Essai  d e  coupe  
transversale  

Bande  sensi b l e  à  l a  
press ion  

Ruban  et  feu i l l e  adhési fs  

I EC  61 1 89-3  3M01   

I EC  61 1 89-3  I EC  61 1 89-3  I SO  2409  

 I EC  61 1 89-3  

-  

–  

I SO  29862  

I SO  29863  

I SO  29864  

Cu tter en  acier ga l van i sé    I SO  4957  

Du reté  de  l a  couche  à  
revêtemen t (épargne  de  
brasu re  et  l égende)  

I EC  61 1 89-3  3M01   

Essai  de  pei n tu re ,  généra l  (du reté  
face  aux rayu res)  

  I SO  1 51 84  

Crayon ,  cou l eu r de  crayon  et  p l omb  
u ti l i sé   

 I SO  91 80  

Papier d e  pol i ssage   I SO  3366  

I SO  21 948  

Essai s  envi ronnemen taux I EC  61 1 89-3  

Hau te  températu re  Essai s  d 'envi ronnement –  

I EC  60068-2-2 :  Essai  B :  Chaleu r 
sèche  

I EC  60068-2-2   

Basse  températu re  I EC  60068-2-1 :  Essai  A:  Froi d  I EC  60068-2-1   

Choc thermique  (hau tes  et  
basses  températu res)  

I EC  61 1 89-3  3N01  à  3N05   

I EC  60068-2-1 4 :  Essa i  N :  Vari ati on  de  
températu re  

I EC  60068-2-1 4   

I EC  60068-2-30:  Essa i  Db :  Essai  
cycl i que  de  chal eu r humide  (cycle  de  
1 2  h  +  1 2  h )  

I EC  60068-2-30   

I EC  60068-2-38:  Essa i  Z/AD:  Essai  
cycl i que  composi te  de  températu re  et  
d 'hum id i té  

I EC  60068-2-38   

Rési stance  à  l 'hum id i té  I EC  61 1 89-3  3N06   

I EC  60068-2-78:  Essa i  Cab:  Chal eu r 
hum ide ,  essai  con ti nu  

I EC  60068-2-78   

M i g rati on  I EC/TR 62866  Ed .  1  3E20  -  

I EC  60068-2-66:  Essa i  Cx:  Cha l eu r 
hum ide,  essai  con ti nu  (vapeu r 
pressu ri sée  non  satu rée)  

I EC  60068-2-66   

F l u x de  brasage   I SO  9455  

Vi brati ons  I EC  60068-2-53:  Essa i s  et  gu i de  – 
Essai s  combinés  cl imati ques  
( températu re/hum id i té)  e t  d ynam iques  
(vi brati ons/chocs)  

I EC  60068-2-53   

I EC  60068-2-6 :  Essai  Fc:  Vi brati ons  
(s i nusoïdales)  

I EC  60068-2-6   

I EC  60068-2-64:  Essa i  Fh :  Vibrati ons  
a l éatoi res  à  l arge  bande  et  g u i de  

I EC  60068-2-64    

I EC  60068-2-80:  Essa i  F i :  Vi brati on  –  
Mode  m i xte  

I EC  60068-2-80   
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Essai  Nom  de  l 'essai  et  équ ipement IEC  ISO  

Techn i que  de  mon tage  en  su rface  –  
Méthodes  d 'essa i s  d 'envi ronnement  et  
d 'endu rance  des  j o i n ts  brasés  mon tés  
en  su rface  – I EC  621 37-1 -3  Essai  de  
chu te  cycl i que  

I EC  621 37-1 -3   

Chu te  et  choc I EC  621 37-1 -4 :  Essai  de  fl exion  
cycl i que  

I EC  621 37-1 -4  – 

F l exi on  I EC  60068-2-21 :  Essa i  U :  Robustesse  
des  sorti es  et  des  d i spos i ti fs  de  
mon tage  i ncorporés  

I EC  60068-2-21  – 

Vi ssage   

Essai s  ch im i ques  I EC  61 1 89-3  

I n fl ammabi l i té  I EC  61 1 89-3  3C03  (à  révi ser)   

Rési stance  aux produ i ts  
ch im i ques  

I EC  61 1 89-3  3C04   

B rasabi l i té  I EC  60068-2-58:  Essa i  Td :  Méthodes  
d 'essai  de  l a  soudabi l i té ,  rés i stance  
de  l a  méta l l i sati on  à  l a  d i ssol u ti on  et  
rés i stance  à  l a  chal eu r d e  brasage  
des  d i sposi ti fs  pou r montage  en  
su rface  

I EC  60068-2-58   

Matéri aux u ti l i sés  pou r l a  fabri cati on  
et  l 'assemblage  d 'ensembles  
é l ectron i ques  de  cartes  imprimées  –  
Parti e  1 :Matériaux de  fi xati on  pou r l es  
assemblages  é l ectron iques   

I EC  61 1 90-1 -1  I SO  9453  

I SO  9454-1  

I SO  9445-1  

I EC  61 1 90-1 -2 :  Exi gences  re l ati ves  
aux pâtes  à  braser pou r l es  
i n terconnexions  de  hau te  qua l i té  

I EC  61 1 90-1 -2  

I EC  61 1 90-1 -3 :  Exi gences  re l ati ves  
aux a l l i ages  à  braser de  catégori e  
é l ectron i que  et  brasu res  sol i des  
fl uxées  et  non  fl uxées  

I EC  61 1 90-1 -3  

I EC  61 1 89-1 1 :  Mesure  de  l a  
températu re  de  fus i on  ou  des  p l ages  
de  températu res  de  fus ion  des  
a l l i ages  à  braser 

I EC  61 1 89-1 1  

Col ophane  -  –  

Propanol   I SO  6353-3  

E thanol    I SO  6353-2  

Rési stance  à  l a  chal eu r de  
brasage  

I EC  60068-2-20:  Essa i  T:  Méthodes  
d 'essai  de  l a  brasabi l i té  et  d e  l a  
rés i stance  à  l a  chal eu r d e  brasage  
des  d i sposi ti fs  à  broches  

I EC  60068-2-20   

I EC  60068-2-58:  Essa i  Td :  Méthodes  
d 'essai  de  l a  soudabi l i té ,  rés i stance  
de  l a  méta l l i sati on  à  l a  d i ssol u ti on  et  
rés i stance  à  l a  chal eu r d e  brasage  
des  composan ts  pou r montage  en  
su rface  

I EC  60068-2-58  

I EC  60068-2-20:  Essa i  T:  Méthodes  
d 'essai  de  l a  brasabi l i té  et  de  l a  
rés i stance  à  l a  chal eu r d e  brasage  
des  d i sposi ti fs  à  broches  

I EC  60068-2-20   

Rési stance  therm ique  de  
l 'épargne  de  brasu re  et  des  
l égendes  

I EC  61 1 89-3  I EC  61 1 89-3   
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I EC  61 1 89-1 1 ,  Méthodes d'essai pour les matériaux électriques,  les cartes imprimées et 
autres structures d'interconnexion et ensembles – Partie  11 :  Mesure de la  température de 
fusion ou des plages de températures de fusion des alliages à  braser 

I EC  61 1 89-3-91 3,  Méthodes d'essai pour les matériaux électriques,  les cartes imprimées et 
autres structures d'interconnexion et ensembles – Partie  3-913: Méthodes d'essai pour la  
conductivité  thermique des circuits imprimés pour les LED à  forte  luminosité 
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I EC  61 1 90-1 -1  Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques – Partie 1 -1 : 
Exigences relatives aux flux de brasage pour les interconnexions de haute qualité dans les 
assemblages de composants électroniques 

I EC  61 1 90-1 -2  Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques – Partie 1 -2:  
Exigences relatives aux pâtes à  braser pour les interconnexions de haute qualité  dans les 
assemblages de composants électroniques  

I EC  61 1 90-1 -3,  Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques – Partie 1 -3: 
Exigences relatives aux alliages à  braser de catégorie électronique et brasures solides 
fluxées et non fluxées pour les applications de brasage électronique 

I EC  61 249-2-8,  Matériaux pour circuits imprimés et autres structures d'interconnexion – 
Partie  2-8:  Matériaux de base renforcés,  plaqués et non plaqués – Feuilles stratifiées 
renforcées en tissu de fibres de verre époxyde bromé modifié,  d'inflammabilité définie (essai 
de combustion verticale) ,  plaquées cuivre  

I EC  621 37-1 -3,  Technologie de montage en  surface – Méthodes d'essais d'environnement et 
d'endurance des joints brasés montés en surface – Partie  1 -3:  Essai de chute cyclique 

I EC  621 37-1 -4,  Technologie de montage en surface – Méthodes d'essais d'environnement et 
d'endurance des joints brasés montés en  surface – Partie  1 -4: Essai de flexion cyclique 

I EC  62326-1 ,  Cartes imprimées – Partie 1 :  Spécification générique 

I EC  62326-4,  Cartes imprimées – Partie  4:  Cartes imprimées multicouches rigides avec 
connexions intercouches – Spécification intermédiaire 

I EC  TR 62866:201 4,  Migration électrochimique dans les cartes à  circuits imprimés et 
assemblages – Mécanismes et essais 

I EC  62878-1 -1 ,  Substrat avec appareil(s)  intégré(s)  – Partie  1 -1 :  Spécification générique – 
Méthodes d'essai 

I SO  291 ,  Plastiques – Atmosphères normales de conditionnement et d'essai 

I SO  2409,  Peintures et vernis – Essai de quadrillage  

I SO  3366,  Abrasifs appliqués – Rouleaux abrasifs 

I SO  3599,  Pieds à  coulisse à  vernier au 1 /10 et au 1 /20 mm  (annu lée)  

I SO  361 1 ,  Spécification géométrique des produits (GPS)  – Equipement de mesurage 
dimensionnel:  Micromètres d'extérieur – Caractéristiques de conception et caractéristiques 
métrologiques 

I SO  4957,  Aciers à  outils 

I SO  6353-2 ,  Réactifs pour analyse chimique – Partie  2:  Spécifications – Première série 

I SO  6353-3,  Réactifs pour analyse chimique – Partie  3:  Spécifications – Deuxième série 

I SO  6906,  Pieds à  coulisse à  vernier au 1 /50 mm  (annu lée)  

I SO  851 2-1 ,  Marbres de traçage et de contrôle  – Partie  1 :  Marbres en fonte 
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I SO  851 2-2 ,  Marbres de traçage et de contrôle  – Partie  2:  Marbres en roche 

I SO  91 80,  Mines graphite  pour crayons à  papier – Classification et diamètres 

I SO  9445-1 ,  Acier inoxydable laminé à  froid en  continu – Tolérances sur les dimensions et la  
forme – Partie  1 :  Bandes étroites et feuillards coupés à  longueur 

I SO  9453,  A lliages de brasage tendre – Compositions chimiques et formes 

I SO  9454-1 ,  Flux de brasage tendre – Classification et caractéristiques – Partie  1 : 
Classification,  marquage et emballage 

I SO  9455  ( tou tes  les  parties) ,  Flux de brasage tendre – Méthodes d'essai 

I SO  1 3385-1 ,  Spécification géométrique des produits (GPS)  – Equipement de mesurage 
dimensionnel – Partie  1 : Pieds à  coulisse,  caractéristiques de conception et caractéristiques 
métrologiques 

I SO  1 51 84,  Peintures et vernis – Détermination de la  dureté du feuil par l'essai de dureté 
crayon 

I SO  21 948,  Produits abrasifs appliqués – Feuilles simples 

I SO  29862,  Rubans auto-adhésifs – Détermination des caractéristiques du pouvoir adhésif 
linéaire 

I SO  29863,  Rubans auto-adhésifs – Mesurage du pouvoir adhésif tangentiel 

I SO  29864,  Rubans auto-adhésifs – Mesurage de la  résistance à  la  rupture et de 
l'allongement à  la  rupture 

 

_____________ 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 

 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTERNATIONAL 

ELECTROTECHNICAL 

COMMISSION 

 

3,  rue de Varembé 

PO Box 1 31  

CH-1 21 1  Geneva 20 

Switzerland  

 

Tel:  +  41  22 91 9 02 1 1  

Fax:  +  41  22 91 9 03 00 

info@iec.ch  

www. iec.ch  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  


